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de Gabriel Neagu

Dincolo de stire: educatia ca motor al inovatiei

Tn acest numar al revistei, veti gasi o stire interesanta, despre
un interviu cu Dean Kamen, fondatorul FIRST, in cadrul seriei
Mouser Talks Tech. Acolo, Kamen vorbeste despre cum provo-
carile STEM pot aprinde curiozitatea si pot ghida tinerii citre
o carierd dedicata ingineriei, stiintei si tehnologiei.

Stirea fsi indeplineste rolul: transmite faptele esentiale. M-am
gandit insa sa merg mai departe si sa subliniez perspectivele
care apar in privinta educatiei si inovatiei.

Educatia ca teren fertil pentru inovatie. FIRST (For Inspiration
and Recognition of Science and Technology) nu inseamna doar
competitii de roboticd, ci un cadru complex de programe
prin care tinerii experimenteaza stiinta si tehnologia in mod
practic. Cand elevii si studentii ajung sa rezolve provocari
reale in doar cateva saptamani, ei nu doar construiesc roboti,
ci si formeaza incredere, gandire critica si abilitati care pot
deschide drumul unui viitor profesional solid.

Kamen spune: “dacd, in sase sdiptdmani, tinerii pot transforma
cdteva materiale intr-o solutie functionald... vd dati seama cate
lucruri ar putea realiza in sase luni, sase ani sau intr-o carierd
de mai multe decenii?”

Educatia ca fundament al rezilientei: intr-o lume in conti-
nua schimbare tehnologicd, educatia riguroasa in STEM nu
mai e un lux, ci o necesitate. Tinerii pregatiti astazi sunt cei
care vor adapta societatea de maine — nu doar prin compe-
tenta tehnicg, ci prin capacitatea de a inova.

Rolul entitatilor educationale si corporative. Mouser sustine
FIRST inca din 2014, demonstrand un model remarcabil de
colaborare intre industrie si educatie. Investitia in educatia
timpurie nu este doar un gest de responsabilitate sociala, ci
si o strategie pe termen lung pentru a pregati o forta de
munca inovatoare si competitiva.

Stirea din aceasta editie nu se limiteaza la o informare punc-
tuald, ci reprezinta un semnal puternic si plin de inspiratie. Un
semnal cd educatia nu mai poate ramane un spatiu pasiv -
ea trebuie sa fie activd, orientata spre stimularea creativitatii,
a cooperdrii si a rezolvarii de probleme reale.

Cu alte cuvinte, este esential sa investim in programe educa-
tionale ambitioase, sa consoliddm educatia STEM in scoli,
universitati si industrie si sa inspirdm generatiile viitoare sa
transforme provocarile in oportunitati reale.

gneagu@electronica-aziro
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Nordic Semiconductor
lanseaza optiunea nRF
Connect SDK Bare
Metal pentru seria
NRF54L

Nordic Semiconductor, lider mondial in solutii de conectivi-
tate wireless cu consum redus de putere, a lansat optiunea
nRF Connect SDK Bare Metal, o noua solutie software pen-
tru SoC-urile wireless ultra-low-power din seria nRF54L de
noua generatie. Aceasta optiune, independenta de Zephyr
RTOS, permite dezvoltarea de aplicatii Bluetooth LE simple
si este ideala pentru proiectele care nu necesita RTOS sau
functii avansate.

Bazatd pe arhitectura SoftDevice, bine cunoscuta si adoptata
pe scard larga de Nordic, optiunea Bare Metal introduce simili-
tudini de arhitectura si APl cu nRF5 SDK, simplificdnd migrarea
pentru dezvoltatorii care trec de la seria nRF52 si nRF5 SDK la
seria NRF54L de ultima generatie. In plus, ofera o cale de upgrade
facila catre dezvoltarea pe baza Zephyr RTOS, in cadrul aceluiasi
SDK si mediu de dezvoltare, permitand dezvoltatorilor sa isi
scaleze aplicatiile atunci cand este necesar.

Ambele variante de dezvoltare — Bare Metal si Zephyr RTOS -
coexistd in cadrul nRF Connect SDK si mediului nRF Connect
pentru VS Code. Aceasta abordare unificata le permite dezvol-
tatorilor sa aleagd optiunea cea mai potrivitd pentru cerintele
aplicatiei lor, fara a schimba instrumentele sau fluxurile de lucru.
Modelul de dezvoltare Bare Metal introduce, de asemenea, un
mecanism de actualizare a firmware-ului dispozitivului (DFU)
pe un singur banc de memorie, optimizand utilizarea memoriei
nevolatile (NVM) si lasdnd mai mult spatiu pentru codul
aplicatiei. O solutie DFU single-bank va fi addugata si pentru
aplicatiile Zephyr RTOS in versiunile viitoare ale SDK-ului nRF
Connect.

In plus, componentele software Bare Metal sunt independente
de RTOS, ceea ce permite integrarea cu solutii RTOS terte, in
afara nRF Connect SDK - oferind dezvoltatorilor de sisteme
embedded o flexibilitate si mai mare.

m Nordic Semiconductor | www.nordicsemi.com
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Renesas lanseaza
microcontrolerele
RL78/L23 cu consum

ultra redus de putere
pentru noua gene-
ratie de aparate elec-
trocasnice inteligente

Renesas a lansat noul grup de microcontrolere RL78/L23 pe
16-biti, extinzand familia RL78 cu consum redus de putere.
Ruland la 32 MHz, microcontrolerele RL78/L23 combina
performanta de top din industrie in materie de eficienta
energetica cu caracteristici esentiale, precum memoria flash
dual-bank, controlul segmentelor LCD si functionalitatea
tactila capacitiva, pentru a sprijini aparatele electrocasnice
inteligente, electronicele de consum, IoT si sistemele de
contorizare. Aceste dispozitive compacte si eficiente
raspund cerintelor de performanta si consum energetic ale
aplicatiilor moderne HMI (interfata om-masina).

Familia RL78/L23 este optimizata pentru un consum redus de
putere, fiind ideald pentru aplicatii alimentate de la baterii
care raman cea mai mare parte a timpului in standby. Acestea
ofera un curent activ de doar 109uA/MHz si un curent de
standby de numai 0,365uA, impreuna cu un timp de trezire
rapid, de Tus, pentru a reduce la minimum activitatea CPU.
Noul mod de referintd al controlerului LCD, VL4, reduce con-
sumul LCD-ului cu aproximativ 30% in comparatie cu grupul
RL78/L1X existent. Microcontrolerele sunt echipate cu modul
SMS (SNOOZE Mode Sequencer), care permite afisarea
dinamica a segmentelor LCD fara interventia unitatii centrale.
Prin transferarea sarcinilor catre SMS, dispozitivele reduc con-
sumul CPU si contribuie la economisirea energiei la nivel de
sistem. Aceste inovatii prelungesc semnificativ durata de viatd
a bateriei, simplifica proiectarea si reduc costurile de inlocuire,
minimizand in acelasi timp impactul asupra mediului.


https://www.nordicsemi.com/

RL78/L23 ofera o gama larga de tensiuni de operare,
dela1,6Vla5,5V, ceea ce permite functionarea directd
de la surse de 5V utilizate frecvent in aparatele electro-
casnice si sistemele industriale. Aceasta capabilitate
reduce necesitatea regulatoarelor externe de tensiune.
De asemenea, microcontrolerele integreaza compo-
nente cheie precum senzorul tactil capacitiv, un sen-
zor de temperatura si un oscilator intern, reducand
costul BOM si dimensiunea PCB-ului.

Proiectat pentru a raspunde cerintelor dinamice ale
pietei HMI, RL78/L23 integreaza o suita de functii
avansate intr-o capsuld compacta si rentabild. Con-
trolerul LCD de segment si senzorul tactil capacitiv in-
corporat asigurd interfete elegante si receptive pentru
produse precum plitele cu inductie si sistemele HVAC.
Timerul IH (Timer KB40) permite controlul precis al
caldurii pe mai multe canale - aspect esential pentru
aparatele de bucatarie inteligente, cum ar fi plitele IH.

Dispozitivele includ memorie flash dual-bank pentru
actualizari de firmware fara intreruperi prin FOTA
(Firmware Over-the-Air), permitand functionarea
continua a sistemului in aplicatii precum contoriza-
rea, unde timpul de nefunctionare trebuie redus la
minimum. Arhitectura cu doua bancuri de memorie
permite ca un banc sa ruleze programul utilizatoru-
lui, in timp ce celalalt primeste actualizarile. Aceasta
abordare mentine sistemul operational pe tot par-
cursul procesului, oferind o fiabilitate sporita.

Disponibilitate

Microcontrolerele RL78/L23 sunt disponibile ince-
pand de astazi, impreuna cu placa de prototipare
rapida (FPB-RL78L23) si sistemul de evaluare tactila
capacitiva (RSSK-RL78L23).

Mai multe informatii sunt disponibile la:
renesas.com/en/products/rl78-123

m Renesas Electronics Corporation
WWW.renesas.com
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Pldci SEPIC pentru noua notd de aplicatie a
Wiirth Elektronik: cu doud inductoare neacuplate

(stdnga), cu un inductor cuplat (dreapta).
Sursa imaginii: Wiirth Elektronik

Wiirth Elektronik publica
nota de aplicatie ANP135
privind SEPIC

in nota de aplicatie ANP135 “SEPIC” cu inductoare cuplate si necuplate
Wiirth Elektronik prezinta functionarea unui convertor cu inductanta
primara cu un singur capat (SEPIC) atat in modul de conductie continua,
cat siin cel discontinuu (CCM si DCM). Documentul de 28 de pagini include
si consideratii practice de proiectare, cu accent pe partea de dispozitive
magnetice de putere.

SEPIC este o topologie de sursa de alimentare cu comutatie neizolata care
genereaza o tensiune de iesire ce poate fi mai mare, egala sau mai mica
decat tensiunea de intrare. Printre aplicatiile tipice se numara: dispozitive
si incarcatoare alimentate de la baterii, sisteme de alimentare auto, con-
vertoare fotovoltaice, iluminat cu LED-uri si etaje de corectie a factorului
de putere. Aceastd noua nota de aplicatie de la Wirth Elektronik ofera o
analiza detaliata a convertorului SEPIC, cu accent pe implementarea cu un
inductor cuplat, cum este WE-MCRI. De asemenea, include o analiza a
tehnicii de“directionare a riplului de curent”si rolul esential pe care il joaca
inductanta de scurgere in convertor, toate insotite de simulari SPICE si
masuratori pe un prototip real de convertor DC-DC SEPIC.

Spre deosebire de topologiile cu un singur inductor, cum ar fi convertoarele
buck, boost sau buck-boost, etajul de putere SEPIC necesita doud induc-
toare. Acestea pot fiimplementate fie ca elemente separate, necuplate, fie
sub forma unui inductor de putere cuplat, cu doud infasurari pe un miez
comun. Aceastd configuratie nu doar cd reduce numarul de componente,
dar necesitd si o inductanta totald mai mica pentru a genera aceeasi am-
plitudine a curentului de riplu, comparativ cu o solutie bazata pe induc-
toare separate. In plus, cuplarea magneticd a infasurarilor permite
implementarea “directionarii riplului de curent” - o tehnica prin care
curentul de riplu al infasurarii de intrare este “transferat” catre infasurarea
de iesire, contribuind astfel la reducerea zgomotului EMI condus.

= Wiirth Elektronik | www.uwe-online.com
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Anritsu: eCall Tester
MX703330E primeste
certificarea cetecom
advanced pentru
conformitate NG eCall

Anritsu Corporation a anuntat ca eCall Tester MX703330E
a primit certificarea cetecom advanced, ceea ce confirma
conformitatea sa ca simulator PSAP (Public Safety Answer-
ing Point) cu standardul NG eCall EN 17240:2024. Aceasta
certificare asigura ca solutia poate fi utilizata pentru testa-
rea si validarea sistemelor eCall de noua generatie, esentiale
in procesul de omologare a vehiculelor.

NG eCall (Next Generation eCall) marcheaza un pas important
in evolutia sistemelor de siguranta auto. Acesta detecteaza
automat accidentele si initiaza un apel de urgenta cdtre cen-
trele de interventie, transmitand date critice precum locatia ve-
hiculului si informatii despre impact. Spre deosebire de eCall-ul
traditional, care se baza pe retele 2G/3G, NG eCall foloseste LTE
pentru o transmisie mai rapida si fiabila. Implementarea sa va
deveni obligatorie in Uniunea Europeana incepand cu 1 ianuarie
2026, ceea ce face ca solutiile de testare certificate sa fie indis-
pensabile pentru producatorii auto.

MX703330E este un software avansat care emuleaza cu precizie
secventele de comunicatie dintre subsistemele eCall din vehi-
cul (IVS - In-Vehicle System) si centrele PSAP. Prin simularea
conditiilor de retea si a scenariilor reale, solutia permite dez-
voltatorilor si producétorilor sa valideze performanta si confor-
mitatea sistemelor integrate in vehicule.

Pentru o functionalitate completd, MX703330E este utilizat
impreuna cu simulatorul MD8475B, capabil sa emuleze retele
LTE, WCDMA si GSM. Aceasta combinatie asigura un mediu
de testare complet, acoperind atat standardul EN 17240:2024
(NG eCall), cat si EN 16454:2023 (eCall conventional).

Prin certificarea cetecom advanced, Anritsu consolideaza pozitia
seriei MX703330E ca solutie de referintd pentru testarea NG
eCall, intr-un moment cheie pentru industria auto europeana.

m Anritsu | www.anritsu.com
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Rutronik adaugain
portofoliul sau circui-

tul NnPM1304 de la
Nordic Semiconductor

Dispozitivul nPM1304 de la Nordic Semiconductor extinde
portofoliul de circuite integrate pentru managementul
energiei al Rutronik. Prin integrarea functiilor esentiale
necesare pentru proiecte embedded compacte, permi-
tand o durata de functionare mai lunga si o incarcare
eficienta a bateriei folosind mai putine componente, acest
PMIC simplifica proiectarea sistemului. nPM1304 se
bazeaza pe solutia premiata nPM1300 de la Nordic, fiind
o solutie foarte compacta, cu un consum extrem de redus
de putere si o masurare precisa a nivelului de incarcare.
Printre aplicatii se numara inele sau ochelari inteligenti,
senzori corporali si alte dispozitive care utilizeaza baterii
mici si suporta curenti de incarcare de pana la 4 mA.
nPM1304 este disponibil la www.rutronik24.com.

Optimizat pentru eficienta maxima si dimensiuni compacte,
nPM1304 poate fi configurat printr-o interfata cu doua fire
(TWI - Two-Wire Interface), compatibila cu I’C. Aceasta ofera
acces si configurare facild pentru o serie de functii avansate
de gestionare a sistemului, inclusiv resetare hardware inte-
grata pentru unul sau doua butoane, indicator precis al nive-
lului bateriei, watchdog la nivel de sistem, avertizare in caz de
intrerupere a alimentarii si recuperare dupa o pornire esuata.

Aceste functii sunt implementate, de regula, prin componente
discrete in proiectele embedded, insa NnPM1304 le integreaza
intr-o singura capsula compacta, simplificand proiectarea sis-
temului si reducand numarul de componente necesare.


https://www.anritsu.com/en-gb/test-measurement/products/md8475b
https://www.anritsu.com/
https://www.rutronik24.com/

Kitul de evaluare nPM1304-EK, care insoteste produsul,

ofera dezvoltatorilor un sprijin suplimentar in imple-

mentarea proiectelor. nPM1304 gestioneaza alimenta-

rea pentru seriile nRF52, NRF53 si nRF54 de sisteme pe

cip (SoC) cu consum extrem de redus de putere, pre-

cum si pentru alte microcontrolere cu consum redus.

Avantaje pe scurt:

o PMIC extrem de eficient, cu functii integrate de
gestionare a sistemului

o Accepta indicatorul de precizie al nivelului de
incarcare bazat pe model matematic, care ruleaza
pe gazda

» Watchdog si temporizator de initializare

o Avertizare in caz de intrerupere a alimentarii

o Resetare hard cu unul sau doud butoane

o Incarcator de baterie de 4 - 100 mA

« Compatibil cu baterii Li-ion, Li-polimer si LiFePO4

o Patru linii de alimentare controlabile individual

o Douad regulatoare buck extrem de eficiente cu
limita de curent de 200 mA

e Doua switch-uri de sarcina de 100 mA sau LDO de
50 mA

e Regulator de intrare cu suport USB

e Compatibil cu USB-C

e Moduri de operare Ship si Hibernate

o Cinci GPIO-uri si trei drivere LED

o Temperatura de operare de la -40°C la 85°C

Exemple de aplicatii:

¢ Inele inteligente

Ochelari inteligenti

Senzori si dispozitive de monitorizare pentru

sandtate si fitness

Senzori inteligenti cu consum redus de energie

Dispozitive de monitorizare a activitatii fizice

m Rutronik | www.rutronik.com
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Placa BT Audio 4 Click de
la MIKROE ofera streaming
audio wireless de inalta
calitate si comunicatii de
date prin Bluetooth

BT Audio 4 Click este o placa add-on compacta de la MIKROE, compania
de solutii embedded care contribuie la reducerea semnificativa a timpului
de dezvoltare prin furnizarea de produse hardware si software inovatoare,
bazate pe standarde consacrate. Proiectata pentru a oferi streaming audio
wireless (redare audio wireless) de inalta calitate si comunicatii de date
prin Bluetooth, atat in modul Classic, cat si in modul LE Audio, aceasta
placa Click™ se bazeaza pe IDC777-1, un modul Bluetooth 5.4 complet
integrat de lalOT747, o companie din Cambridge, Marea Britanie. Modulul
suporta LE Audio Unicast si Auracast, controlate prin UART.

O completare recenta la familia de placi Click compatibile mikroBUS™ de la
MIKROE, BT Audio 4 Click suporta mai multe profiluri Bluetooth, precum HFP,
A2DP (Sink/Source), AVRCP, SPP si BLE si include interfete audio analogice si
digitale pentru functionalitatea completa a castilor. Dispune de o interfata
PCM pentru conectivitate audio digitala, un amplificator stereo MAX9722A
cu mufa de 3,5 mm conform CTIA pentru iesirea castilor si un microfon elec-
tret incorporat pentru intrarea vocii. Aceasta placa Click™ este ideald pentru
sisteme audio-vizuale, echipamente de teleconferintd, dispozitive audio
portabile si aplicatii audio Bluetooth din domeniul industrial sau auto.

Placile includ, de asemenea, functia ClickID care permite identificarea
automata de catre sistemul gazda, simplificind utilizarea. Dispozitivele
sunt complet compatibile cu soclul mikroBUS™ si pot fi utilizate pe orice
sistem gazda care suporta standardul mikroBUS™. Acestea sunt livrate cu
bibliotecile open-source mikroSDK, oferind o flexibilitate excelenta pentru
evaluare si personalizare.

m MIKROE | www.mikroe.com
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Mouser Electronics
lanseaza cele mai
recente videoclipuri
tehnice Mouser Talks
cu interviul cu

Dean Kamen

Mouser Electronics a lansat cel mai recent episod video
Mouser Talks Tech avandu-I ca invitat pe renumitul inven-
tator Dean Kamen, fondator al FIRST®. In acest interviu exclu-
siv, Kamen vorbeste despre impactul FIRST in inspirarea
elevilor si stimularea evolutiei in carierele din domeniile
stiintifice, tehnologice, ingineresti si matematice (STEM).

Seria video Mouser Talks prezinta perspectivele expertilor din
industria electronicd, care discuta despre cele mai recente
tehnologii, tendinte emergente, inovatii de produse si multe
altele. Episoadele viitoare vor include interviuri cu echipa de
roboti de lupta HUGE, parteneri de productie si experti in
electronica.

Kamen a stat de vorba cu Heidi Elliott, director de marketing si
comunicare la Mouser, in cadrul unui interviu amplu despre
inginerie, inovare si dezvoltarea fortei de munca a viitorului. El
a subliniat importanta inspirdrii elevilor inca de la varste fragede,
oferindu-le o fereastra spre viitor, bazata pe tehnologie.

Pentru a viziona interviul exclusiv, vizitati
www.mouser.com/first/#videointerview.

Interviul a avut loc la Houston, Texas, in timpul Campionatului
FIRST 2025, unde Mouser a fost sponsor. Campionatul a reunit
peste 18.600 de tineri din 58 de tdri, care au avut oportunitatea
de a rezolva provocari ingineresti printr-o serie de concursuri
de robotica. Mouser a fost, de asemenea, sponsor principal al
Campionatului de Robotica al Statului Texas/UIL FIRST 2025,
desfasurat tot la Houston. Compania sprijind echipele FIRST
din comunitatea sa prin subventii oferite liceelor locale.

o Pentru a afla mai multe despre modul in care Mouser
sprijind FIRST, vizitati https://eu.mouser.com/first.

o Pentru mai multe stiri de la Mouser si cele mai recente
lansari de noi produse, vizitati
https://eu.mouser.com/newsroom.

= Mouser Electronics | www.mousercom
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Infineon va permite
robotilor umanoizi sa
se miste cu precizie si
eficienta cu ajutorul
tehnologiei NVIDIA

Infineon Technologies accelereaza dezvoltarea robotilor
umanoizi cu ajutorul tehnologiei NVIDIA. Aceasta inte-
grare combina expertiza Infineon in microcontrolere,
senzori si actuatoare inteligente cu modulele de ultima
generatie din seria NVIDIA Jetson Thor, permitand pro-
ducatorilor de echipamente originale (OEM) si de design
original (ODM) sa creeze solutii mai eficiente, mai puter-
nice si mai scalabile de control al motoarelor pentru ro-
botica umanoida. Robotii umanoizi sunt implementati tot
mai mult in domenii importante, inclusiv productie,
logistica si asistenta medicald, unde este nevoie de solutii
fiabile pentru miscari precise si eficiente.

Infineon oferd o suita completd de solutii dedicate robotilor
umanoizi, inclusiv familiile de microcontrolere PSoC™ si
AURIX™, care asigura un nivel de securitate de varfin indus-
trie impotriva atacurilor cibernetice si a accesului neautorizat.
Aceste microcontrolere ofera capabilitati multi-core pentru
procesare in timp real, esentiale pentru sisteme robotice
sigure, receptive si adaptive. In calitate de lider mondial in
domeniul microcontrolerelor auto, Infineon are o expe-
rienta vastd in aplicatii critice, oferind siguranta si fiabilitate
in solutiile de miscare de inalta precizie. Odata cu cea mai
recentd achizitie a diviziei Marvell Automotive Ethernet,
Infineon si-a extins portofoliul cu seria BRIGHTLANE™, care
aduce capabilitati Ethernet de mare viteza — un alt element
esential pentru robotii umanoizi.


https://eu.mouser.com/first/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2025&pid=mouser&cid=pr
https://www.mouser.com/first/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2025&pid=mouser&cid=pr#videointerview
https://eu.mouser.com/first/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2025&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/newsroom/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2025&pid=mouser&cid=pr
https://www.mouser.com/

.

Inteligenta artificiala si controlul in timp real sunt
esentiale pentru robotica generala. Ca parte a colabo-
rarii, Infineon oferd familia sa de microcontrolere
PSoC™ Control C3, care se integreaza perfect cu plat-
forma NVIDIA Holoscan pentru senzori si cu modulele
din seria NVIDIA Jetson Thor - o solutie avansata pen-
tru Alfizica si robotica umanoidd, ce ofera performanta
de rationament in timp real si scalabilitate.

Dispozitivele PSoC™ Control sunt ideale pentru im-
plementarea algoritmilor FOC (field-oriented control),
utilizati pe scara larga pentru controlul precis al mo-
toarelor datoritd capacitatii lor de a reduce zgomotul
si de a furniza un cuplu stabil, diminuand vibratiile in
proiectarea sistemelor umanoide.

In plus, Infineon furnizeaza un set complet de circuite
pentru controlul motoarelor, inclusiv cea mai recenta
tehnologie de tranzistoare bazata pe nitrura de galiu
(GaN), destinata solutiilor de control de inalta densi-
tate si cu eficienta superioara. Integrarea driverelor de
poarta si a senzorilor de curent Infineon contribuie la
gestionarea comunicatiilor si a provocarilor de proiec-
tare in robotica umanoida, permitand dezvoltatorilor
sa se concentreze pe crearea de solutii inovatoare.

Aceasta initiativa plaseaza Infineon in avangarda
progreselor viitoare in robotica umanoidd, facilitand
aparitia unor roboti mai sofisticati, capabili sa inde-
plineasca sarcini complexe cu precizie si acuratete.

Aflati mai multe despre microcontrolerele PSoC™ si
AURIX™ de la Infineon, tranzistoarele CoolGaN™ si
senzorii de curent XENSIV™.

Informatii suplimentare despre modulele din seria
NVIDIA Jetson Thor sunt disponibile aici.

m Infineon Technologies | www.infineon.com
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Conexiunea “Electronica, Ingineria
Controlului la Distanta si Educatie”
— o reflectie profunda:

Asociatia Internationala de
Online Engineering (IAOE)

Un grup de entuziasti a fondat, in 2005, Asociatia IAOE, sustinuta de-a lungul
a doud decenii de conferinta sa principala — REV (Remote Engineering and
Virtual Instrumentation). lata mai jos ceea ce consideram a fi fundamentul
acestui inceput si directiile in care s-a dezvoltat in timp.

In momentul in care conferinta REV si-a atins maturitatea, IAOE a decis ca, in
2024, sé continue initiativa in cadrul conferintei STE (SMART TECHNOLOGIES
AND EDUCATION), care reflecta o conlucrare fructuoasa de peste douazeci
de ani intre UNIVERSITATI si INDUSTRIE.

Prima editie a conferintei STE a avut loc la Helsinki si a fost un real succes.
A doua editie s-a desfasurat la Santiago de Chile, unde Universitatea
“Transilvania” din Brasov, prin Prof. Dr. Fiz. Doru Ursutiu (Honorary President
of IAOE), a prezentat orasul Brasov si Romania, in calitate de organizator
desemnat sd gdzduiasca aniversarea a 20 de ani de IAOE, in cadrul STE
2026: https://ste-conference.org/current.

Universitatea “Transilvania” din Brasov a organizat conferintele REV 2005 si
REV 2011, iarin prezent este implicatd in organizarea STE 2026 (10-13 martie
2026). Aceste conferinte sunt organizate anual in zone geografice diferite.
In urmé&toarele imagini sunt prezentate cdteva momente importante din
aceste conferinte.

Prof. Dr. Doru Ursutiu — Presedinte de onoare IAOE
Academia Oamenilor de Stiinta din Romania
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Articolul analizeazd provocdrile conectivitdtii wireless in proiectele industriale si prezintd
exemple de module precertificate Ezurio Wi-Fi 6 cu BLE 5.4, aldturi de antene precertificate si

un kit de dezvoltare asociat.

Autor: Rolf Horn, Applications Engineer, DigiKey

Odata cu dezvoltarea Internetului lucru-
rilor (IoT), conectivitatea wireless a devenit
o cerinta fundamentala pentru aplicatiile
industriale — de la monitorizarea echipa-
mentelor si urmarirea activelor, pana la au-
tomatizarea cladirilor.

Proiectantii care doresc sa implementeze
aceastd conectivitate se confruntd cu nu-
meroase provocdri: integrarea chipset-uri-
lor wireless, a antenelor sia componentelor
software, dar si certificarea globala, securi-
tatea si fiabilitatea in medii dificile.

Aceste obstacole pot fi depasite prin utiliza-
rea unor module Wi-Fi 6 robuste, precerti-
ficate, cu Bluetooth® Low Energy (BLE) 5.4,
care ofera caracteristicile necesare si simpli-
fica procesul de integrare.

PRINCIPALELE PROVOCARI LEGATE DE
COMUNICATIILEWIRELESS INDUSTRIALE
Mediile industriale contin din ce in ce mai
multe puncte finale (endpoints) care tre-
buie sa partajeze date de mare viteza, iar
retelele wireless sunt adesea singurul mijloc
practic pentru transmiterea datelor.
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Cresterea numadrului de dispozitive conec-
tate poate duce la congestionarea retelei in
cazul tehnologiilor wireless mai vechi, ge-
nerand probleme de latenta si pierderi de

pachete care reduc eficienta operationala.
In plus, tehnologiile de comunicatii inve-
chite pot expune retelele la riscuri de secu-
ritate cibernetica.

© Ezurio

Sona TI351 este o familie de module compacte, precertificate Wi-Fi 6 si BLE 5.4 in
variante SMT si plug-in cu antene integrate sau conectori de antend.


https://www.digikey.co.uk/en/supplier-centers/ezurio

Tehnologiile moderne, precum Wi-Fi 6 si
BLE 5.4, pot rezolva aceste probleme.
Totusi, dezvoltarea si integrarea lor necesitd
0 expertiza solidd in domeniul RF, mai ales
pentru dispozitive compacte si aplicatii de
modernizare (retrofit). De asemenea, multe
solutii wireless implica etape de asamblare
manuala, ceea ce incetineste productia si
creste costurile. Un alt aspect critic este fi-
abilitatea. Multe medii industriale prezinta
interferente electromagnetice (EMI) puter-
nice, temperaturi extreme, vibratii si socuri
mecanice. Nu in ultimul rand, numeroase
aplicatii necesita consum redus de energie
pentru a prelungi durata de viatd a bateriei,
asigurand in acelasi timp conformitatea cu
standardele globale.

O SOLUTIE ROBUSTA:

MODULE WI-FI1 6 CUBLUETOOTH LE 5.4
Modulele Sona TI351 de la Ezurio raspund
provocarilor conectivitatii wireless industri-
ale prin combinarea Wi-Fi si BLE in pachete
robuste, precertificate (figura 1). Construite
n jurul circuitului integrat asociat (compan-
ion) Wi-Fi si BLE SimpleLink CC3351 de la
Texas Instruments, aceste module sunt dis-
ponibile in variante cu tehnologie de mon-
tare pe suprafatda (SMT) si conectabile
(pluggable), cu posibilitatea de a alege intre
o0 antenad integratd pe cip sau un conector
extern de antena.

Toate modulele accepta Wi-Fi 6 (802.11ax)
prin intermediul unei interfete SDIO 2.0 de
mare vitezd, cu detectare si corectare
incorporata a erorilor. Wi-Fi 6 ofera functii
care asigura performanta fiabila in retele
industriale aglomerate:

o OFDMA (Orthogonal frequency division
multiple access) permite transmiterea
simultana de la mai multe dispozitive loT
pe acelasi canal, sporind eficienta in
implementarile dense.

o Target Wake Time (TWT) optimizeaza
durata de viata a bateriei prin progra-
marea precisa a momentelor de acti-
vare a dispozitivelor.

o Suportul dual-band ofera flexibilitate:
banda de 2,4 GHz asigura o mai buna
penetrare a obstacolelor, in timp ce banda
de 5 GHz furnizeaza o latime de banda
mai mare.

¢ O putere de transmisie de 18 decibeli
raportata la 1 miliwatt (dBm) asigurd o
acoperire fiabila in spatii industriale mari.

Suportul pentru Bluetooth LE 5.4 este
asigurat printr-un canal dedicat UART de
mare viteza (HS-UART). BLE 5.4 este opti-
mizat pentru mediile industriale si include:

www.electronica-azi.ro
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» PawR (Periodic Advertising with Response)
- reduce consumul de energie prin feres-
tre de transmisie prestabilite.

o PAST (Periodic Advertising Sync Transfer)
- simplifica gestionarea retelei, permi-
tand dispozitivelor principale sa parta-
jeze datele de sincronizare.

o Stratul fizic (PHY) LE de 2 megabiti pe
secunda (Mbit/s) - asigurd transmisii
rapide de date si revenire rapidd la modul
standby, crescand eficienta energetica.

o Modul LE Long Range - permite comu-
nicatii fiabile pe distante extinse.

Modulele suporta coexistenta Wi-Fi si
Bluetooth, o caracteristica importanta
pentru aplicatiile care necesita simultan
ambele protocoale.

Modulele sunt, de asemenea, proiectate
pentru fiabilitate mecanica. Versiunile SMT
au conexiuni robuste, rezistente la vibratii
si stres mecanic, in timp ce optiunea cu
antena incorporata elimina un potential
punct de defectiune. In plus, modulele
functioneaza intr-un interval larg de tem-
peraturd, de la -40°C la +85°C.

SUPORT SOFTWARE CUPRINZATOR
PENTRU LINUX SI ANDROID

Modulele SonaTI351 includ suport software
complet pentru sistemele de operare Linux
si Android. Pentru Linux, stiva de conectivi-
tate a fost testata pe mai multe versiuni de
kernel, cu drivere backported pentru versi-
unile incepand cu v2.6.37, ceea ce asigura
compatibilitatea cu kernel-uri mai vechi.

© Ezurio

Sona TI351 este dotatd cu un pachet software de conectivitate complet.

UN CONCEPT CU FIABILITATE RIDICATA
Modulele SonaTI351 includ un amplificator
de putere (PA) care creste nivelul semnalu-
lui de iesire pentru a asigura o functionare
fiabila in medii solicitante. Pe partea de in-
trare, un amplificator cu zgomot redus
(LNA) imbunatateste receptia semnalelor
slabe, reducand in acelasi timp interfe-
rentele de zgomot.

Aceasta combinatie garanteazd o conectivi-
tate wireless stabila, chiar si in medii cu EMI
semnificative si cu obstacole fizice.

Stiva suporta medii de compilare bine cu-
noscute, precum Buildroot, Yocto si Ubuntu.
Spre deosebire de solutiile care furnizeaza
doar driverele specifice hardware-ului,
Ezurio ofera o stiva completa de conectivi-
tate, pretestata (figura 2). Aceasta abor-
dare reduce riscul incompatibilitatilor intre
componente si accelereazd integrarea sis-
temului. In plus, stiva este mentinuta per-
manent la zi cu cele mai recente surse de
drivere si componente de kernel, pentru a
asigura performante optime. >
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© Ezurio

Sona TI351 453-00200R este un modul
compact de 12 x 12 mm intr-un factor
de formd M.2 1216 SMT cu o antend
integrata pe cip.

PREOCUPARI LEGATE DE

SECURITATE SI CERTIFICARE

Modulele beneficiazd de caracteristicile
avansate de securitate oferite de Wi-Fi 6 si
BLE 5.4. In cazul Wi-Fi, acestea asigura su-
port robust pentru protocoalele de securi-
tate la nivel enterprise WPA2/3, inclusiv
mecanisme avansate de criptare si autenti-
ficare. Pentru BLE, functia Encrypted Adver-
tising Data permite transmiterea securizata
a informatiilor sensibile fara a fi necesara
stabilirea unor conexiuni permanente - o
caracteristica deosebit de utild in sistemele
de automatizare a cladirilor, care transmit
date referitoare la mediu sau credentiale de
acces. De asemenea, functionalitatea Ge-
neric Attribute Profile (GATT) Security Levels
permite aplicarea unor niveluri diferite de
securitate pentru diverse tipuri de date, op-
timizand echilibrul dintre cerintele de secu-
ritate si performanta. Conformitatea cu regle-
mentdrile poate fi o provocare major3, in-
diferent de protocolul ales de proiectanti,
in special pentru dispozitivele destinate
pietelor internationale. Pentru a rdspunde
acestor cerinte, familia Sona TI351 este
certificata conform standardelor: FCC (SUA),
IC (Canada), CE (Europa), UKCA (Marea Bri-
tanie), MIC (Japonia), RCM (Australia/Noua
Zeelanda) si KCC (Coreea de Sud).

OPTIUNILE SMT SI M.2 OFERA
FLEXIBILITATE IN ASAMBLARE

Dupa cum s-a mentionat anterior, familia
Ezurio Sona TI351 este disponibila in diver-
se configuratii pentru a satisface cerintele
specifice ale aplicatiilor.
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© Ezurio

Modulul Sona TI351 453-00199R
dispune de un conector de antena
MHFA4L.

De exemplu, modelul 453-00200R (figura 3)
utilizeaza factorul de forma compact M.2
1216 SMT de 12 X 16 milimetri (mm) cu o
antena integrata pe cip. Designul permite
asamblarea automatizata si ofera, in acelasi
timp, o conexiune robusta, capabila sa re-
ziste in medii industriale solicitante. Aceasta
combinatie de caracteristici face ca modulul
sa fie ideal pentru implementéri de volum
mare, unde fiabilitatea si eficienta produc-
tiei sunt esentiale. Pentru aplicatiile care
necesita conectivitate prin antena externa,

B Integrare wireless industriala bazata pe module Wi-Fi 6 precertificate cu Bluetooth LE

© Ezurio

Modulul Sona TI351 453-00209
utilizeazd un conector M.2 2230 Key E
pentru configuratii de sistem plug-in.

modulul 453-00199R (figura 4) pastreaza
acelasi factor de formad robust M.2 1216, dar
include un conector MHFA4L, in locul antenei
integrate. Aceasta configuratie permite uti-
lizarea antenelor externe pentru receptia
optima a semnalului in medii RF dificile,
cum ar fi incintele metalice sau zonele cu
EMlI ridicat.

Spre deosebire de cele doua exemple an-
terioare, modulul 453-00209 (figura 5) utili-
zeaza un conector M.2 2230 Key E pentru
configuratii de sistem plug-in.

© Ezurio

Kitul de dezvoltare Sona TI351 se bazeazd pe un modul de antend pe cip 453-00200
si oferd interfete de comunicatii si hardware pentru o gazda Linux.


https://www.digikey.co.uk/en/products/detail/ezurio/453-00200R/25575507
https://www.digikey.co.uk/en/products/detail/ezurio/453-00199R/25575501
https://www.digikey.co.uk/en/products/detail/ezurio/453-00209/25575482
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Aceastd caracteristica permite instalarea si inlocuirea usoara pe
teren, ceea ce il face deosebit de util pentru aplicatiile de moni-
torizare a echipamentelor, unde este esentiald reducerea la
minimum a timpului de nefunctionare in timpul intretinerii.
Aceastd gama de optiuni permite proiectantilor de sisteme sa
isi optimizeze implementarile pentru cazuri de utilizare specifice,
mentinand totodata fiabilitatea si usurinta integrarii.

ANTENELE PRECERTIFICATE SIMPLIFICA PROIECTAREA RF
Pentru modulele echipate cu conectorul MHFA4L, Ezurio ofera o
gama de optiuni de antene precertificate. Un exemplu este
antena FlexPIFA (Flex Planar Inverted-F Antenna) EFB2471A3S-
T0MHAL de 5W (figura 6), prevazuta cu suport autoadeziv (ad-
hesive backing) pentru o integrare mai
usoard. Aceasta antena cu banda tripla
(2,4/5/6GHz, cu suport pentru 7,125GHz)
mentine un raport mediu scazut al unde-
lor stationare de tensiune (VSWR - Volt-
age Standing Wave Ratio) de 1,6:1 intre
m 5,925 si 7,125 GHz. Are un castig de 3,9
EFB2471A3S- decibeli in raport cu izotropia (dBi) la 5
T10MHA4L este o GHz si este deosebit de potrivita pentru
antend cubandd  aplicatii globale, unde performanta
tripld de 2,4/5/6  constanta pe diferite benzi de frecventd
GHz, 5 W. este esentiala. Pentru aplicatii loT indus-
triale (lloT) stationare si de monitorizare
a echipamentelor, antena 001-0021
(figura 7) ofera o solutie dual-band (2,4 /
5 GHz). Aceastaare unVSWR<2,5:11a2,4
GHz si un castig de 3 dBila 5 GHz. Gama
de antene precertificate simplifica mult
procesul de dezvoltare a produselor.
Ezurio a testat deja aceste antene impre-
001-0021 este o una cu modulele sale, reducand riscul
gztzez;zsdgfllz-band aparitiei unor probleme neasteptate de
! ) performanta RF. Mai mult, combinatia
dintre factorii de formd ai modulelor si optiunile de antene per-
mite proiectantilor de sisteme sa isi optimizeze implementarile,
mentinand in acelasi timp usurinta de integrare.

© Ezurio

© Ezurio

KITUL DE DEZVOLTARE OFERA ACCES COMPLET
Proiectantii pot utiliza kitul de dezvoltare 453-00200-K1 (figura 8)
pentru a incepe rapid integrarea modulelor. Acest kit complet
se bazeaza pe modulul cu antena pe cip 453-00200 si pune la
dispozitie numeroase interfete software si hardware pentru o
gazda Linux, facilitand testarea functionalitatii si performantei
modulului. Kitul include cabluri de mare si mica viteza, precum
si adaptoare sau placi fiica ce pot fi conectate la dispozitive
UART sau SDIO de mare viteza. Conectorii, jumperii si comuta-
toarele integrate pe placa permit separarea liniilor de alimentare
si semnal, ceea ce simplifica testarea si mdsurarea consumului
de energie in timpul dezvoltarii hardware si software.

CONCLUZIE

Modulele Sona TI351 raspund principalelor provocari legate
de conectivitatea wireless in mediile industriale, integrand
capabilitati avansate intr-un design compact si robust. Precer-
tificarea modulelor si antenelor, diversitatea optiunilor de
montare si factorii de forma, precum si kitul de dezvoltare
complet reduc semnificativ timpul si riscul de dezvoltare.

u DigiKey
www.digikey.ro

Text - traducere si adaptare: "Electronica Azi"”
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USB-CPD 3.1 EPR

Articolul prezintd o implementare completd a solutiei “de la prizé la baterie” (Wall-to-Battery) pe
baza standardului USB-C PD 3.1 EPR. Paragrafele urmatoare detaliaza fiecare bloc fundamental
al sistemului: de la adaptorul AC-DC si incdrcdtorul USB-C PD, panadi la sistemul de management
al bateriei (BMS - Battery Management System)).

Autor: Marco Ruggeri, Energy & Datacenter Power System Architect Manager, Renesas Electronics

Protocolul USB-C Power Delivery (PD) 3.1
Extended Power Range (EPR) reprezinta
un progres major in tehnologia moderna
de incdrcare a bateriilor.

Pe masura ce dispozitivele electronice des-
tinate consumatorilor devin tot mai puter-
nice, cererea pentru incarcare rapida prin
conectori compacti si universali a crescut
semnificativ.

USB-C PD 3.1 EPR raspunde acestei nevoi,
permitand furnizarea unei puteri de pana
la 240W, o imbunatatire notabila fata de
limita anterioara de 100W din standardele
USB-C PD precedente.

Aceastd evolutie extinde gama de dispo-
zitive ce pot fi alimentate prin USB-C PD:
laptopuri de inalta performantd, unelte
electrice, aspiratoare, periferice cu consum
ridicat de energie si chiar electrocasnice
mici. In plus, utilizatorii beneficiazd de un
conector standardizat si de timpi redusi de
incarcare a bateriei.
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USB-C PD 3.1 EPR

PREZENTARE GENERALA A SOLUTIEI
Tehnologia USB-C PD joacd un rol cheie in
simplificarea alimentarii pentru o gama
larga de dispozitive, reducand considerabil
timpul de incarcare, imbundatatind randa-
mentul energetic si experienta utilizatorului.
Un sistem standard USB-CPD 3.1 EPRinclude
urmatoarele blocuri:

ADAPTOR AC-DC USB-C 240W

CU RANDAMENT RIDICAT.

Acest adaptor utilizeaza semiconductori
cu banda interzisa larga (WBG - Wide
Bandgap), precum nitrura de galiu (GaN),
pentru a obtine eficientd superioard si
frecvente de comutare mai mari, ceea ce
reduce dimensiunea incarcatorului. Etajul
intercalat de tip Boost PFC (Power Factor
Correction) este urmat de un convertor
DC-DC izolat. Printre topologiile DC-DC
cele mai utilizate pentru gama de putere

de 240 W se numara Flyback si Asymmetric
Half-Bridge.

SOLUTIE DE INCARCARE BIDIRECTIONALA
DE 48V CU GAMA EXTINSA DE PUTERE
(EPR — EXTENDED POWER RANGE).
Incarcatorul bidirectional de 48 V permite
ambele moduri de operare: Sink (consum
de curent) si Source (furnizare de curent)
conform specificatiei USB-PD.

Un circuit integrat de control comanda
patru MOSFET-uri externe in configuratie
H-Bridge pentru etapa de alimentare.
Acest subsistem include, de regula, un con-
troler de port Type-C (TCPC), care gestio-
neaza bus switch-ul (comutatorul de magis-
trald) si pinii CC, precum si un manager de
port Type-C (TCPM), responsabil de contro-
lul unuia sau mai multor porturi. TCPC si
TCPM sunt adesea integrate intr-o singura
capsula pentru optimizarea spatiului pe
placa si a costurilor.



m Diagrama bloc a sistemului USB-C PD 3.1 EPR Wall-to-Battery.

SISTEM DE MANAGEMENT AL BATERIEL
Battery Management System (BMS) moni-
torizeaza continuu parametrii critici: starea
de incarcare (SoC - State of Charge), starea
de sanatate (SoH - State of Health), tem-
peratura si curentul de incdrcare / descar-
care. Astfel, se garanteaza functionarea
sigurd si fiabila. Tn plus, sistemul echili-
breaza nivelul de incarcare al celulelor din
intregul pachet de baterii, maximizand
performanta si durata de viata.
Urmatoarele capitole descriu detaliat
aceste blocuri fundamentale: adaptorul
AC-DC, incdrcatorul USB-C PD si sistemul
de management al bateriei.

ADAPTOR AC-DC USB-C PD DE 240W

Protocolul recent USB-C PD 3.1 EPR nece-
sitd o conversie AC-DC de inalta eficienta,
care implica mai multe componente cheie.
Circuitul de corectie a factorului de putere
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(PFC - Power Factor Correction) are rolul de
a asigura ca puterea extrasa din retea
respectad reglementarile privind factorul de
putere (PF) si distorsiunile armonice totale
(THD - Total Harmonic Distortion). Astfel, se
reduce puterea reactiva si se imbundtateste
eficienta energetica globala.

Un convertor DC-DC izolat secundar trans-
forma eficient iesirea de inalta tensiune a
PFC (in general intre 360V si 400V) in tensi-
unea de 48V - nivelul maxim admis de stan-
dardul USB-C PD 3.1 EPR.

Solutiile AC-DC de la Renesas, prezentate
in figura 2, permit timpi de incarcare rapizi
si conversie eficientd, utilizand un controler
avansat impreuna cu tranzistoare GaN
HEMT (Gallium Nitride High Electron Mobility
Transistor).

Controlerul PFC intercalat R2A20132SP, aso-
ciat cu tranzistorul GaN HEMT TP65H150G,

USB-C PD 3.1 EPR

©Renesas

asigura eficienta ridicata si riplu redus pe
magistrala DC de inalta tensiune.
Convertorul Flyback iw9801 Zero-Voltage
Switching (ZVS), impreuna cu tranzistorul
GaN HEMT TP65H070G (rezistenta Rbs(on)
de 70mQ), furnizeaza energia necesara pen-
tru alimentarea controlerului de pe partea
secundara, iW780, generand o iesire DC de
pana la 48V / 5A.

Controlerul secundar iW780, mentionat
mai sus, implementeaza protocolul USB-C
PD 3.1 EPR, facand convertorul AC-DC uni-
versal - potrivit atat pentru adaptoare cu
un singur port, cat si pentru modele multi-
port, conform figurii 2. Aceste solutii certifi-
cate pot fi integrate cu usurinta in proiecte
comerciale, oferind producatorilor solutii
de incarcare fiabile si eficiente, compatibile
cu cele mai noi specificatii USB-C si cu stan-
dardul european pentru un conector unic
de incdrcare (USB-C). >

©Renesas

Diagrama bloc a adaptorului AC-DC
de 240W pentru USB-C PD 3.1 EPR.
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SOLUTIE DE iINCARCARE USB-C PD
BIDIRECTIONALA DE 48V

Solutia de incdrcare USB-C PD 3.1 Extended
Power Range (EPR) este proiectata pentru
a furniza pana la 240 W atat in modul Sink
(consum de curent), cat si Source (furnizare
de curent). Aceasta arhitectura utilizeaza o
tensiune de magistrala de pand la 48V siun
curent maxim de 5A.

de la Renesas ofera rezistenta Rps(on) redusa
si performante excelente de comutare
pentru aplicatii de inalta putere si frecven-
ta ridicata.

Dispozitivul ROA02G0151 Single USB Type-C
Port Manager functioneaza impreund cu
mai multe controlere de port RAA489400
Type-C, pentru aimplementa toate functiile
USB PD - inclusiv negocierea alimentarii si

©Renesas

Diagrama bloc a solutiei USB-C PD 3.1 EPR.

Pentru a minimiza pierderile de conversie
si pentru a evita problemele termice, este
folosit un convertor DC-DC Buck-Boost
bidirectional, cu randament ridicat. Acesta
include, de obicei, un controler cu patru
bucle de control (CC/CV de intrare si de
iesire), care comanda patru MOSFET-uri dis-
crete de 60 / 80V in configuratie H-Bridge.
Controlerul TCPC gestioneaza bus switch-
urile (comutatoarele de magistrald), citeste
semnalele CC si comunica bidirectional cu
microcontrolerul TCPM. Tn multe cazuri,
controlerul de port si managerul de port
sunt integrate intr-un singur cip.

Solutia Renesas USB-C PD 3.1 EPR este ilus-
trata in figura 3. Portofoliul companiei in-
clude controlerul Buck-Boost RRB86848, de
ultima generatie, care suporta flux bidirec-
tional de curent si functionare robusta,
pentru tensiuni de intrare si iesire de pana
la 54V. Noua tehnologie MOSFET Split-Gate
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suportul pentru modaurile alternative (Alter-
nate Mode support) — necesare in gestiona-
rea mai multor porturi USB Type-C. Aceasta
caracteristica minimizeaza dimensiunea si
costul total al solutiei prin reducerea numa-
rului de manageri de port necesari in proiect.

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL BATERIEI
Sistemul de management al bateriei (BMS)
este o componenta esentiald in toate dis-
pozitivele alimentate de la baterii, asigu-
rand functionarea sigura si eficientd a
acestora. Cele trei functii principale ale
unui BMS sunt monitorizarea, protectia si
echilibrarea celulelor.

BMS monitorizeaza permanent starea ce-
lulelor din pachetul de baterii — tensiunea,
temperatura si nivelul de incarcare (SoC -
State of Charge). In plus, previne conditii
critice precum supraincarcarea, descarca-
rea excesiva, scurtcircuitele si scaparile ter-
mice (thermal runaway).

Diagrama bloc

a sistemului BMS;
Detaliu Fuel-
Gauge IC (FGIC).

© Renesas

Nu in ultimul rand, BMS asigura distribuirea
uniforma a sarcinii intre celule, maximizand
durata de viata si performanta bateriei.
Aceste functii pot fi implementate fie cu
dispozitive discrete, fie cu un circuit integrat
pentru managementul bateriei (BMIC -
Battery Management Integrated Circuit).
Tranzistoarele MOSFET, utilizate ca switch-uri,
controleaza procesele de incarcare si des-
carcare, permitand reglajul precis al fluxului
de curent — element esential pentru protec-
tia celulelor si pentru mentinerea eficientei.
Datele exacte privind tensiunea, curentul si
temperatura sunt obtinute prin convertoare
analog-digitale, iar fiabilitatea este garan-
tatd de o sursd de alimentare stabild pentru
BMS si componentele asociate.
Dispozitivul FGIC RAJ240100 de la Renesas
integreaza toate aceste blocuri functionale,
reducand dimensiunea si costurile. Tn plus,
include un microcontroler cu functie de
masurare a nivelului de energie stocata
(fuel gauging). RAJ240100 suportd pachete
de baterii de la 3 pana la 10 celule, fiind uti-
lizat pe scard larga in unelte electrice, drone
de inalta performanta, laptopuri profesio-
nale si alte aplicatii. O schema bloc este
prezentata in figura 4.

Circuitul RAJ240100 este livrat cu firmware
de fuel gauging preincércat, ceea ce permite
proiectantilor sa reduca timpul de cerce-
tare si dezvoltare (R&D), precum si efortul
de testare si validare, scurtand semnifica-
tiv timpul pana la lansarea pe piata a pro-
dusului final.

Concluzii

Renesas este partenerul ideal pentru pro-
iectarea de sisteme si aplicatii care necesita
expertiza extinsa in gestionarea puterii,
procesare embedded, solutii de conectivi-
tate, circuite analogice si integrarea senzo-
rilor. Portofoliul diversificat de solutii de pu-
tere al Renesas include convertoare DC-DC,
convertoare AC-DC si dispozitive discrete,
precum MOSFET-uri din siliciu si tranzis-
toare GaN HEMT. Acestea asigura eficienta
ridicata si fiabilitate, fiind adaptate la o
gama larga de cerinte de putere. Astfel,
Renesas devine un partener de incredere
atat pentru adaptoare AC-DC, cat si pentru
incdrcatoare USB-C PD si sisteme de mana-
gement al bateriei pentru aplicatii variate.

Tn plus, compania ofera suport tehnic avansat
si instrumente de dezvoltare, care facili-
teaza integrarea rapida si fara probleme a
solutiilor in numeroase industrii.

= Renesas
WWW.renesas.com
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Testarea instalatiilor PON

Pe mdasura ce serviciile de chat bazate pe Al si cele de generare de imagini sau video se impun
la scard largd, retelele se confruntd, din nou, cu provocarea cresterii rapide a traficului de date
sia cerintelor de procesare. Pentru a rdspunde acestor nevoi, tehnologia retelelor optice pasive
(PON - Passive Optical Network) este in continud dezvoltare.

De asemenea, guvernele investesc masiv in
extinderea rapida a retelelor de fibra optica
si ainfrastructurii de banda larga 5G. Printre
proiectele majore se numara: Broadband
Equity, Access and Deployment (BEAD) si Rural
Digital Opportunity Fund din USA, Gigabit
Strategy din Germania, Double-Gigabit
Network Collaborative Development Action
Plan din China si Infrastructure Development
Plan for a Digital Garden City Nation din
Japonia.

EVOLUTIA TEHNOLOGIEI PON

Tn esenta, o retea PON utilizeaza un splitter
optic pentru a imparti o singura fibra care
porneste de la sediul central si poate fi

partajatd de mai multi abonati. Splitterul
optic este un dispozitiv pasiv si nu necesita
alimentare. Acesta imbunatateste eficienta
utilizérii liniei si poate fi conectat in cascada.
Alte componente ale retelei includ termi-
nalul de linie optica (OLT — Optical Line Ter-
minal) si terminalul de retea optica (ONT -
Optical Network Terminal), ambele necesi-
tand alimentare. OLT este echipamentul de
terminare a comunicatiilor optice instalat in
sediul central al operatorului, iar ONT este
dispozitivul de terminare la sediul clientului.
Intre 2003 si 2004, ITU-T a dezvoltat standar-
dul G-PON, care suporta viteze de 2,4 Gbps
pentru downlink (DL) si 1,2 Gbps pentru
uplink (UL).

A urmat standardul XG-PON, cu viteze de
10 Gbps DL si 2,5 Gbps UL. In 2016, a fost
creat standardul XGS-PON, cu suportde 10
Gbps atat pentru traficul DL, cat si pentru
UL. Pentru a raspunde cererii tot mai mari
de comunicatii de date, a fost dezvoltat
standardul NG-PON2, care ofera 40 Gbps
DL si 10 Gbps UL prin combinarea multi-
plexarii in timp (TDM - Time Division Multi-
plexing) cu multiplexarea in lungime de unda
(WDM - Wavelength Division Multiplexing).
Principala caracteristica a standardului XG-
PON si a celor ulterioare este raportul de di-
vizare suportat de splitterul optic, care a
crescut la 1:128 sau chiar 1:256, fata de ra-
portul anterior de 1:64.

Tipuri de retele PON G-PON XG-PON XGS-PON NG-PON2
Standarde Seria ITU-T G.984 Seria ITU-T G.987 Seria ITU-T G9807 Seria ITU-T G.989
Rata DL/UL 2.4/1.2 Gbps 10/2.5 Gbps 10/10 Gbps 40/10 Gbps
Raport splitter Pana la 1:64 Panala 1:64 Panala 1:128 (256) Panala 1:128 (256)
Coexistenta N/A Compatibilitate cu G-PON

Tabelul 1: Specificatii ITU-T PON
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EEMERd Configuratia unei retele PON si lungimile de unda utilizate.

Totusi, pe masura ce creste numarul de ra-
muri, puterea optica disponibila pe fiecare
ramura scade. Aceasta impune ca echipa-
mentele de testare, precum contorul de pu-
tere optica si reflectometrul optic in dome-
niul timpului (OTDR - Optical Time Domain
Reflectometer), sa dispuna de o plaja dina-
mica suficienta pentru masuratori precise.
Tabelul 1 rezuma specificatiile ITU-T PON.

DEFECTIUNI SI PROBLEME

ALE RETELELOR PON

Principala cauza a defectiunilor intr-o retea
optica este murdarirea sau deteriorarea
suprafetelor terminale ale conectorilor de
fibrd optica, ceea ce duce la atenuarea sau
reflectarea semnalului optic. Lumina reflec-
tatd introduce zgomot suplimentar in sem-
nal, in timp ce atenuarea reduce puterea
semnalului, putand genera erori de recep-
tie la nivelul OLT sau ONT.

Deoarece punctele de conectare ale splitte-
rului si fibrele sunt adesea instalate in in-
cinte exterioare sau in camine subterane
pentru utilitati, in conditii de caldura si
umiditate, inginerii trebuie sa acorde atentie
sporitd pentru a evita deteriorarea sau con-
taminarea suprafetelor terminale ale fibrei.
Alti factori, precum indoirea excesiva a fibrei,
conexiunile defectuoase si imbinarile neco-
respunzatoare, pot de asemenea cauza
atenuarea sau reflectarea semnalului optic.
Inginerii trebuie sa fie foarte atenti la indoi-
rile fibrei in spatii mici si inguste, care, in cel
mai rdu caz, pot provoca deteriorarea per-
manenta sau ruperea fibrei.

De asemenea, numarul de ramificatii ale
splitterului optic trebuie luat in calcul.
Cresterea acestuia conduce la o putere
optica mai redusa pe fiecare ramura, ceea
ce necesita un buget de pierderi mai mare.
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Acest buget reprezinta diferenta dintre
puterea de iesire a modulului optic de
transmisie si sensibilitatea minimad a modu-
lului optic de receptie.

PENTRU REUSITA RETELELOR PON,
TESTAREA ESTE ESENTIALA
Problemele legate de instalatiile PON pot fi
prevenite printr-un proces de testare complet.
Tabelul 2 prezinta exemple de defectiuni
frecvente intr-o retea PON si echipamen-
tele de testare adecvate pentru diagnosti-
carea acestora: sonda de inspectie a fibrei,
contorul de putere optica si OTDR.

Caz de defectare

Conector murdar/deteriorat

iia(eerdld AMC
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Deoarece dimensiunea deteriordrii sau a
murdariei de pe capatul unei fibre optice
poate fi prea mica pentru a fi verificata vi-
zual, se utilizeaza o sonda de inspectie cu
camera integrata. In combinatie cu un soft-
ware de analiza — de obicei pe PC - sonda
verifica automat suprafata terminala folo-
sind viziune artificiala si afiseaza rezultatele
pe un ecran. Software-ul poate genera
automat verdictul “admis/respins”. Stan-
dardul international IEC 61300-3-35 stabi-
leste pragurile necesare pentru ca suprafata
sd treacd inspectia, in functie de tipul de
fibra optica (single-mode sau multi-mode)

Conexiune gresita/lipsa de conectare

Defectiune laser OLT/ONT

Defectiune splitter

Pierderi la imbinare (Splice Loss)

Pierderi la curburi micro / macro

Discontinuitate a fibrei

Tabelul 2: Cazuri de defectare si echipamente de testare utilizate.

Daca suprafata terminala a unei fibre op-
tice este deterioratd sau contaminatd cu
praf, unsoare ori alte particule, acest lucru
poate provoca atenuarea sau reflexia sem-
nalului optic si, in plus, poate deteriora sau
contamina semnalul optic al fibrei opuse la
care este conectatd. Aceasta poate con-
duce la o defectiune de comunicatie in
reteaua PON.

Inspectia suprafetelor terminale ale fibre-
lor optice permite inginerilor sa verifice
fiecare capat al conectorilor si, dupa caz,
sd il curete sau sa il inlocuiasca in timpul
instalarii.

Sonda de Contorde  OTDR
inspectie a fibrelor putere optica
v

v v

v

v v
v
v
v

si tipul de conector — Physical Contact (PC)
sau Angled PC (APC).

Testul de putere optica verifica atat
conditiile de instalare, cat si posibilele de-
fecte ale unei fibre optice. Se utilizeaza un
contor de putere optica pentru a evalua
pierderea la fiecare ramificatie a splitterului,
precum si puterea de iesire a transceiver-
ului conectat la un OLT, la sediul abonatului.
Acest test se efectueaza impreuna cu
inspectia suprafetei terminale a fibrei, fie la
instalare, fie in timpul intretinerii retelei
PON, pentru a dovedi conformitatea cu
cerintele sistemului. >
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Starea cablului de fibra opticd si forma
de undd a mdsuratorilor OTDR.

Daca puterea optica madsurata este mai
mica decat cea necesard, cauza este greu de
identificat doar cu ajutorul contorului, fiind
necesara utilizarea unui OTDR. In plus, chiar
daca valorile de putere respecta cerintele,
cablul de fibra opticd poate prezenta pro-
bleme ascunse - precum indoire excesiva,
conexiuni slabe sau imbinari defectuoase
(insufficient fusion) — care pot compromite
stabilitatea comunicatiilor pe termen lung.
La testul fibrei optice, se utilizeaza un OTDR
pentru a localiza evenimente precum pier-
derile de putere, reflexiile sau punctele de
defectiune de-a lungul fibrei. Conectat la
un capdt, modulul OTDR lanseazd impulsuri
optice in fibrd, apoi masoara si analizeaza
atat lumina imprastiata inapoi din fibrd, cat
silumina reflectata provenita din conexiuni
defectuoase sau din ruperi de cablu.

OTDR poate detecta si evalua caracteristici
precum lungimea fibrei, conectorii, imbina-
rile, splitterul optic, pierderile la punctele de
imbinare si conectare, pierderile de transmi-
sie, pierderile datorate curburilor macro si pier-
derile totale de reflexie (Total Return Loss).
Intr-o retea XGS-PON cu mai multe separa-
toare optice in cascada, numarul maxim de
ramuri este de 128. De exemplu, cand un
splitter cu un raport de 1:8 este conectat in
cascada cu un splitter de 1:16, pierderea
teoreticd este de aproximativ 21 dB - adica
9 dB pentru cele 8 ramuri si 12 dB pentru
cele 16 ramuri. Pe langa splitterul optic, tre-
buie luate in calcul si alte pierderi: cele gene-
rate de imbinari, de conectorii instalati pe
traseu, precum si pierderile de transmisie in
fibra. Pierderile cauzate de curburi trebuie,
de asemenea, considerate.
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Astfel, pierderea totala reald este mai mare
decat valoarea teoretica. Daca se utilizeaza
un OTDR cu gamd dinamica redusd, puterea
optica returnata dupa trecerea prin splitter
poate fi mai mica decat sensibilitatea de
receptie a aparatului. In acest caz, devine
dificil de detectat pierderile, reflexiile, punc-
tele de defectare si alte evenimente apdrute
dupa splitterul optic. De aceea, este esential
sd fie ales un OTDR cu 0 gama dinamica su-
ficient de mare, semnificativ peste pierde-
rea totald estimata a retelei PON.

Tn plus, XGS-PON si NG-PON2 folosesc lun-
gimi de unda mai mari decat G-PON. Cum
pierderile optice cauzate de curburi cresc
proportional cu lungimea de unda, este
necesara o atentie speciala pentru reduce-
rea curburilor fibrelor.

Sondd de inspectie video cu
autofocalizare GO382A

Sonde de inspectie video.

ECHIPAMENT DE TESTARE NECESAR
LA INSTALAREA UNEI RETELE PON
Anritsu ofera doua tipuri de sonde pentru
inspectia suprafetei terminale a fibrei:

I Testarea instalatiilor PON si detectarea defectiunilor greu de identificat

© Anritsu

» sonda de inspectie cu autofocalizare
GO0382A, care asigura focalizarea
automatad a suprafetei terminale a fibrei
(fiber end-face);

« sonda de inspectie video G0306C,
care permite focalizarea manuald a
suprafetei terminale.

Aceste sonde se conecteaza la un PC sau
la un OTDR si sunt livrate cu software de
analizd si cu o varietate de varfuri de conec-
tare compatibile cu diferite tipuri de conec-
tori de fibra optica.

Modulul OTDR din seria Network Master
Pro MT1000A/MT1040A, MT9085 si modulul
MOTDR din seria MT9090A sunt echipate cu
o functie integrata de mdsurare a puterii.

Sonda de inspectie video GO306C

© Anritsu

in plus, includ o sursd de lumina, astfel
incat inginerii sa poatd evalua pierderea
opticd a splitterului utilizdnd functia de
contor de putere.



Seria ACCESS Master MT9085

m Echipamente OTDR.

Cand specialistii din teren repeta testele
pentru fiecare ramificatie a splitterului
optic, o functie de tip “tabel de pierderi”
(loss table function) salveaza rezultatele
intr-un istoric centralizat, permitand ges-
tionarea unitara a datelor.

Anritsu oferd, de asemenea, modele cu
gama dinamica ridicata, care permit testa-
rea end-to-end pentru sistemele PON cu
pana la 128-256 ramuri.

Lipsa de familiaritate cu testerele de teren
si procedurile complexe, in special pentru
inginerii neexperimentati, reduce eficienta
operatiunilor. Pentru a rezolva aceasta
problema, Anritsu ofera functia Fiber Visu-
alizer, care afiseaza pictograme intuitive,
fiecare reprezentand un punct specific —
capatul fibrei optice, splitterul PON, curbura
fibrei, conectorul de fibra sau punctul de
imbinare. Aceasta functie evalueaza auto-
mat rezultatele in format pass/fail, pe baza
unor praguri prestabilite.
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Network Master uOTDR Module MT9090A

Pentru a limita erorile de operare si a
creste eficienta, MT1000A si MT1040A in-
clud si o functie de testare automatd pe
baza de scenarii, care ghideaza tehnicianul
pas cu pas prin procedura de lucru.
Modulul OTDR MT1000A/MT1040A si seria
MT9085 permit si operarea de la distanta
prin LAN wireless, astfel incat inginerii sa
poatd controla OTDR-ul instalat la sediul
abonatului si sa vizualizeze masuratorile pe
o tableta. Acest lucru reduce numdrul depla-
sarilor intre santier si sediul abonatului.

In unele cazuri, inginerul de teren poate in-
talni probleme prea complexe pentru a fi
rezolvate local. Pentru a permite asistentd
de la distanta oferita de un inginer experi-
mentat sau un administrator, solutia SORA
(Site Over Remote Access) MX109020A, baza-
td pe cloud, conecteaza MT1000A/MT1040A
la o retea mobild prin LAN wireless si apoi
prin cloud. SORA poate incarca direct in cloud
si rapoartele cu rezultatele masuratorilor.

iia(eerdld AMC

Network Master Pro MT1000A/MT1040A
OTDR Module MU10002xA

© Anritsu

CONCLUZzII

Tehnologia PON evolueazd rapid si devine
tot mai complexa pe mdsurd ce retelele tre-
buie sa sustina cresterea traficului de date si
a cerintelor de procesare. In consecints, tes-
tarea retelelor PON cu pand la 256 de ramuri
si lungimi de unda mai mari devine mult mai
solicitantd, deoarece aceste retele sunt mult
mai sensibile la defectiuni. Pentru validarea
instalatiilor PON complexe si pentru identifi-
carea defectiunilor greu de detectat, sunt
indispensabile instrumentele cu gama dina-
mica ridicata si functiile de automatizare.
Anritsu ofera o gama completa de echipa-
mente de testare de inalta performanta
dedicate retelelor PON avansate, integrand
in acelasi timp automatizarea si accesul de
la distantd pentru a spori eficienta opera-
tionala si a simplifica procesul de testare in
beneficiul inginerilor.

m Anritsu
www.anritsu.com

© Anritsu

Exemplu de control de la
distanta utilizand SORA.

23


https://electronica-azi.ro/
https://www.anritsu.com/en-gb/

Cum transforma senzorii si inteligenta de ultima generatie
capabilitatile robotilor bazati pe Al in mediile industriale

Acest articol exploreazd relatia simbioticd dintre tehnologiile de perceptie si Al in roboticd, con-
centrdndu-se pe rolul esential pe care senzorii si inteligenta incorporatd il au in imbundtdtirea
performantei masinilor. Textul abordeazd complexitatea ingineriei necesare pentru construirea
robotilor bazati pe perceptie si prezintd modul in care solutiile hardware specializate disponibile
prin Mouser Electronics sprijind dezvoltarea noii generatii de masini inteligente.

Autor: Mark Patrick, Director of Technical Content, EMEA, Mouser Electronics

Integrarea inteligentei artificiale (Al) in
robotica remodeleaza rapid mediile indus-
triale, transformand sistemele de automa-
tizare din simple executii repetitive in
procese dinamice care pot invata, se pot
adapta si pot lua decizii informate. De la
robotii mobili autonomi din depozite pana
la bratele robotizate care optimizeaza liniile
de asamblare (figura 1), Al permite masini-
lor sa depéseasca rutinele predefinite si sa
interactioneze inteligent cu mediul inconju-
rator. Totusi, in spatele acestui salt de func-
tionalitate se afla un element esential: per-
ceptia mediului. Pentru ca Al sa functioneze
eficient in platformele robotizate, ea trebuie
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sa se bazeze pe date precise si in timp real
cu privire la mediul inconjurator. Fard o per-
ceptie deinalta calitate, chiar si cei mai avan-
sati algoritmi ajung sa nu poata face fata.

INTERSECTIA VITALA DINTRE Al

SI PERCEPTIE iN ROBOTICA
Tehnologiile de perceptie sunt fundamen-
tale pentru dezvoltarea si functionarea ro-
boticii bazate pe Al. Aceste sisteme permit
robotilor sa colecteze informatii critice des-
pre mediul lor, informatii pe care algoritmii
Al le folosesc pentru a lua decizii, a se
adapta la schimbadri si a executa sarcini
complexe. Senzorii de imagine, unitatile de

masurare inertiala (IMU) si sistemele de
detectie si masurare a distantei (LiDAR) se
numara printre instrumentele care le per-
mit robotilor sé-si formeze o constientizare
a situatiei si sa navigheze cu precizie in me-
diul inconjurator. Perceptia precisd nu este
necesara doar pentru operarea in timp real,
ci joaca un rol vital si in timpul antrenarii Al
(figura 2). Modelele de invdtare automata
depind de cantitdti mari de date de inalta
fidelitate pentru a invata anumite tipare, a
face predictii si a generaliza scenarii. Daca
datele de intrare sunt inconsistente sau de
calitate slabd, abilitatea Al de a indeplini sar-
cini in conditii reale este compromisa.
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In schimb, datele robuste obtinute de la
senzori permit sistemelor de Al sé-si ajus-
teze raspunsurile, sa detecteze anomalii si
sd execute cu incredere sarcini precum intre-
tinerea predictiva sau controlul adaptiv.

In plus, perceptia actioneaza ca o punte
intre domeniul fizic si cel digital. Prin ras-
punsul senzorilor, robotii pot monitoriza
continuu propriile actiuni si se pot adapta
in consecinta. Aceastd bucld de reactie
imbunadtateste invatarea si permite un
comportament receptiv in medii dinamice.
Inteligenta acestor sisteme nu este, asadar,
autonomg, ci strans legata de integritatea
datelor de perceptie pe care le primesc.

PROVOCARI INGINERESTI SI CONSIDE-
RENTE DE PROIECTARE PENTRU ROBO-
TICA BAZATA PE PERCEPTIE

In ciuda importantei evidente a tehnologii-
lor de perceptie, integrarea acestora in plat-
formele robotice prezinta provocari ingine-
resti majore. Una dintre cele mai dificile sar-
cini este asigurarea calibrarii si sincronizarii
precise a datelor provenite de la diversi sen-
zori. Variabilitatea mediului adauga un alt
nivel de complexitate, deoarece conditiile
de iluminare, fluctuatiile de temperatura si
reflexiile suprafetelor pot afecta atat citirile
senzorilor, cat si stabilitatea sistemului.

Proiectantii trebuie sa ia in considerare si
scalarea sistemelor de perceptie in cadrul
platformelor robotice. Solutiile care functio-
neaza fiabil in medii controlate pot esua
atunci cand sunt implementate pe teren,
unde imprevizibilul devine regula. Scalabi-
litatea trebuie sa fie insotita de fiabilitate,
ceea ce presupune o gestionare riguroasa a
erorilor, toleranta la defecte si adaptabilitate
atat la nivel hardware, cat si software.

NECESITATEA UNEI LATENTE REDUSE
SIAUNUI RASPUNS iN TIMP REAL
Necesitatea unei latente reduse si a unui
raspuns in timp real pune o presiune
suplimentard asupra arhitecturii sistemu-
lui. Procesarea centralizata in cloud nu
poate oferi, de reguld, viteza necesard
pentru luarea imediata a deciziilor. Acest
lucru a dus la cresterea importantei calcu-
lului la margine (edge), unde microcon-
trolerele si procesoarele de inaltéa perfor-
manta sunt utilizate direct pe dispozitiv
pentru a gestiona sarcinile de perceptie si
Al. Aceste componente trebuie sa fie ex-
trem de robuste pentru a functiona in
conditii de constrangeri termice si energe-
tice, dar si destul de performante pentru a
sustine fuziunea complexa a senzorilor si
inferenta Al.

www.electronica-azi.ro

INTEGRAREA “Al” IN ROBOTICA

Integrarea cu succes a tehnologiilor de
perceptie se bazeaza pe o colaborare stran-
sa intre proiectarea hardware si software
(figura 3). Interfetele senzorilor, cdile de date
si modelele de invdtare automata trebuie
dezvoltate impreund pentru a minimiza
blocajele si a maximiza capacitatea de ras-
puns. Instrumentele de dezvoltare si proiec-
tele de referinta furnizate de producatori
pot accelera acest proces, oferind inginerilor
platforme validate pentru prototiparea si
optimizarea proiectelor.

HARDWARE INOVATOR:

iIMBUNATATIREA PERCEPTIEI ROBOTICE
Mouser ofera o gama variata de compo-
nente care sprijind inginerii in dezvoltarea
de sisteme robotice cu perceptie complexa.

Aceste produse furnizeaza date fiabile in
timp real si permit procesarea Al la margine
(edge Al), contribuind la realizarea unor
roboti mai inteligenti si mai performanti.

Un exemplu relevant il reprezinta seria de
microcontrolere de la STMicroelectronics,
care demonstreaza cum puterea de proce-
sare embedded sustine perceptia robotica
de ultima generatie.

Aceste microcontrolere combina perfor-
manta de mare viteza cu accelerarea Al
integrata, ceea ce le face ideale pentru ges-
tionarea fluxurilor de date provenite de la
mai multi senzori, ruland local modele de
invatare automata.

Familia STM32N6 include nuclee Arm®
Cortex®-M Timbundtatite cu procesare
vectoriald Helium, permitand o prelucrare
eficienta a semnalelor digitale — aspect
esential pentru sarcinile de perceptie.

In plus, integrarea acceleratorului neural
ST Neural-ART, dezvoltat intern, ofera
capabilitati de inferenta Al cu un consum
redus de putere direct la nivel local.

Pentru a sprijini dezvoltarea si integrarea
rapidd, STMicroelectronics pune la dispo-
zitie kitul STM32N6570 DK. Aceastd plat-
forma de dezvoltare a fost creata pentru a
accelera proiectele Al locale, oferind ingine-
rilor acces la un ecosistem extins de instru-
mente si biblioteci.

Solutia simplifica implementarea sisteme-

lor de perceptie bazate pe Al si faciliteaza
prototiparea aplicatiilor robotice. >
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Pe langa perceptia externd, constientizarea
starii interne este la fel de importanta pen-
tru mentinerea controlului si stabilitatii
robotilor. Murata raspunde acestei cerinte
cu un giroscop compact si de inalta preci-
Zie, capabil sa furnizeze date exacte despre
miscare si orientare. Aceastda componenta
joaca un rol esential in activarea sistemelor
de control in bucld inchisa si in asigurarea
navigarii precise, mai ales pentru robotii
mobili.

Placa senzorului SCH16T-KO1 accelereaza
dezvoltarea, oferind o platforma calibrata
din fabrica ce simplifica integrarea. Ingi-
nerii beneficiaza de timpi de configurare
redusi si de o mai mare incredere in
consistenta datelor furnizate de senzori.
Acest lucru permite o iterare rapida si o
functionare robotica mai fiabila, in special
in scenariile unde dinamica interna trebuie
monitorizata continuu.

Pentru cartografierea mediului extern,
LightWare SF45-B ofera performante excep-
tionale intr-un format compact si usor, ideal
pentru platformele robotizate unde spatiul
si greutatea sunt critice. In ciuda dimensi-
unilor reduse, modulul dispune de capa-
bilitati de scanare LiDAR de nalta rezolutie,
permitand detectarea precisa a obstacole-
lor si cartografierea spatiald. Capacitatea sa
de a furniza masurdtori exacte ale distantei
si profiluri ale suprafetei, mentinand in
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acelasi timp fiabilitatea in conditii variate de
iluminare si vreme, il recomanda pentru
aplicatii mobile si in aer liber. Integrarea
acestui modul ofera robotilor un nivel critic
de constientizare externa, imbunatatind
siguranta si autonomia fara a adauga com-
plexitate inutila sistemului.

Impreuna, aceste solutii hardware ofera in-
ginerilor instrumentele necesare pentru a
integra capabilitati sofisticate de perceptie
in sistemele robotice din lumea reald. Fie-
care componenta joaca un rol distinct, dar
strans legat de celelalte, in crearea unor
masini mai inteligente si mai constiente.

ROBOTICA INTELIGENTA PRESUPUNE,
INAINTE DE TOATE, O VIZIUNE CLARA
Inteligenta roboticii bazate pe Al depinde
de algoritmi avansati. Precizia si consistenta
tehnologiilor de perceptie permit robotilor
sa inteleaga si sd interactioneze eficient cu
mediul inconjurdtor. De la giroscoape in-
terne la LiDAR extern si microcontrolere
compatibile cu Al, hardware-ul potrivit sta
la baza fiecarui sistem robotic de succes.

Ingineria roboticii bazate pe perceptie
presupune rezolvarea unor provocari
complexe: procesarea datelor in timp real,
fuziunea fiabila a senzorilor si procesarea
locala. Cu ajutorul unor instrumente de
dezvoltare robuste si a unor componente
proiectate atent — precum cele disponibile

la Mouser - inginerii pot depasi aceste ob-
stacole si pot construi noi niveluri de au-
tonomie si inteligenta in masinile lor.

Pe masura ce domeniul continud sa evo-
lueze, perceptia va ramane nucleul inovatiei
n roboticd, impulsionand progresul, mode-
land capabilitatile si definind urmatoarea
frontiera a inteligentei artificiale.
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Pandemia a declansat un interes crescut pentru robotica si a scos in evidenta deficitul de forta
de muncd calificata din industria medicald. La cinci ani distantd, robotii sunt deja solutii viabile
pentru numeroase aplicatii medicale. Astfel de proiecte pot lua forma unor vehicule terestre
autonome (AGV) de nivel profesional, a unor statii de testare automatizate sau a unor sisteme
de asistentd pentru pacienti, care completeazd cele mai sofisticate sisteme de chirurgie robotica
utilizate in spitale si in alte medii medicale.

Autor: Rich Miron, Senior Technical Content Developer, DigiKey

Chirurgia robotica ramane liderul transfor-
marii prin automatizare in domeniul sana-
tatii — asistand chirurgii si valorificand tot
mai mult beneficiile inteligentei artificiale
si ale invatdrii automate pentru a obtine
raspunsuri in timp real, precizie si eficienta
in timpul procedurilor chirurgicale, dar si
pentru a extinde oportunitatile de formare
pentru personalul medical.

Un raport realizat de Fortune Business
Insights estimeaza ca piata robotilor chirur-
gicali va atinge aproape 6,8 miliarde USD
pana in 2026. Nu este de mirare, avand in
vedere ca s-a demonstrat cum sistemele de
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asistentd computerizata ii ajutd pe chirurgi
sa imbunatateasca rezultatele pentru pa-
cienti prin imagini marite si miscari extrem
de precise ale efectorilor finali, care nu
sunt afectate de oboseald, tremur sau dis-
tragerea atentiei.

APARITIA ROBOTICII MEDICALE
Proiectele robotice destinate aplicatiilor
medicale iau si forma unor dispozitive de
uz casnic, create pentru a imbunatati cali-
tatea vietii celor care isi doresc sa isi men-
tina mobilitatea siindependenta prin ingri-
jire la domiciliu, in paralel cu gestionarea
problemelor medicale.

Merita remarcat faptul ca unele modele de
roboticd medicala integreaza progrese
tehnologice provenite din domeniul secu-
ritatii casnice, inclusiv supravegherea video,
si extind internetul lucrurilor (IoT), automa-
tizarea locuintei si interoperabilitatea sis-
temelor. De exemplu, unele tehnologii loT
de baza sunt utilizate astazi pentru a-i ajuta
pe varstnici sa isi respecte programele de
tratament, adesea complicate, precum si
prescriptiile medicale.

Un alt domeniu in plina expansiune este cel
al exoscheletelor, aflate la intersectia dintre
proteze, orteze si dispozitive purtabile,
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menite sa ajute atat persoanele in varsta, cat
si lucratorii din depozite sa previna ranirile
in timpul sarcinilor manuale solicitante. In
plus, tehnologiile adaptive ofera sprijin celor
cu afectiuni medicale sau leziuni care afec-
teaza mobilitatea. Aproape toate aceste
solutii includ conectivitate loT si retele de
senzori pentru colectarea de date.

Aceste inovatii nu doar cd sporesc autono-
mia personald si ingrijirea preventiva, ci
creeaza si premisele pentru aplicatii mai
complexe in domeniul asistentei medicale
profesionale. Folosind aceleasi tehnologii
de baza - conectivitatea loT, integrarea sen-
zorilor si proiectarea adaptiva — perfectio-
nate acum pentru mediul spitalicesc, noua
frontiera a roboticii medicale transforma
modul in care sunt furnizate, monitorizate
si gestionate serviciile medicale.

ROBOTII MEDICALI RASPUND

NEVOILOR DIN LUMEA REALA

Tn spitale si alte unitati medicale, robotica:

« imbunatdteste repetabilitatea procedu-
rilor delicate — de exemplu, in cazul
interventiilor chirurgicale minim invazive
(MIS) si al altor operatii asistate de roboti;
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ROLUL ROBOTICII iN MEDICINA

« ofera asistenta in activitati care prezinta
riscuri pentru ingrijitori — cum ar fi siste-
mele de ridicare a pacientilor si paturile
robotizate, care ajutd persoanele imobi-
lizate sa treaca de pe pat pe scaun sau
invers;

o completeaza sistemele automatizate
care utilizeaza date de monitorizare si
urmarire;

« realizeaza colectarea si livrarea indepen-
dentd a medicamentelor, precum si a
probelor de laborator, folosind datele
securizate ale pacientilor.

Astfel de progrese extind capabilitdtile asis-
tentelor medicale, medicilor si personalului
de suport (curatenie si intretinere) din spi-
tale. De asemenea, ofera posibilitatea de a
preprograma sarcini previzibile si repetitive
si de a valorifica informatiile provenite din
diferite sisteme spitalicesti — pentru a imbu-
natati continuu ingrijirea pacientilor si a
sprijini eforturile de cercetare medicala.

PROIECTAREA ROBOTILOR

PENTRU INGRIJIREA OAMENILOR

SI FLUXUL SPITALICESC

Cele mai bune concepte de roboti medicali
sunt dezvoltate in colaborare cu persona-
lul experimentat al spitalului, precum si cu
alte cadre medicale si ingrijitori. Experienta
acestora, impreunad cu o intelegere apro-
fundata a anatomiei umane, ii poate ajuta
pe proiectanti sa realizeze modele cu pre-
cizie simanevrabilitate ridicate - fie pentru
transportul de bunuri, ingrijirea pacientilor,
administrarea medicamentelor sau pentru
interventii chirurgicale.

Atunci cand robotii medicali se bazeaza pe
sisteme loT pentru informatii in timp real,
compatibilitatea lor cu retelele spitalicesti
existente devine esentiala.

Inginerii, dezvoltatorii de software si furni-
zorii de roboti medicali trebuie sa stapa-
neascd cele mai bune practici asociate cu
tratamentele sau procedurile automatizate.
De asemenea, este necesara o intelegere
solidd a cerintelor comerciale si a strategii-
lor viabile de monetizare pentru industrie.

Orice sistem care gestioneaza informatii
despre pacienti trebuie sa asigure securita-
tea datelor. Aceasta se aplica atat datelor
structurate (stocate in baze de date), cat si
celor nestructurate, cum sunt textele din
sistemele de gestionare a informatiilor. In-
tegrarea avansata a retelelor si capabilitatile
analitice sunt esentiale pentru a justifica
eforturile suplimentare de proiectare a sis-
temelor de gestionare a datelor, cu un com-
portament predictiv si adaptiv.

ASEMENEA TEHNOLOGIEI, INSTRUIREA
ESTE LA FEL DE IMPORTANTA
Organizatiile medicale care adopta solutii
robotice trebuie sa se asigure ca tehnolo-
giile sunt compatibile cu nivelul de exper-
tizd al personalului de ingrijire. n plus,
intregul personal spitalicesc care va inte-
ractiona cu noile instrumente robotice ar
trebui sa participe la programe de formare
initiald si continua.

Avand in vedere ritmul extrem de rapid al
evolutiei tehnologice, standardele de in-
struire pot lipsi sau pot fi incomplete. Prin
urmare, organizatiile ar trebui sd colaboreze
cu parteneri care pot recomanda si dezvol-
ta module de instruire adecvate. Pe langa
instruirea privind operarea si intretinerea in
sigurantd a robotilor (acolo unde este cazul),
programele trebuie sa includa si proceduri
legate de documentatia pentru asigurari si
facturare, precum si manuale usor de acce-
sat si module digitale de perfectionare des-
tinate personalului spitalicesc.

DATE PENTRU SUSTINEREA
OPERATIUNILOR CONECTATE

Inainte de adoptarea pe scara largs, solutiile
de robotica medicala trebuie evaluate in
functie de impactul asupra sigurantei
pacientilor, confortului tratamentului si re-
zultatelor obtinute. Rezultatele implemen-
tarilor anterioare ar trebui analizate pentru
a cuantifica imbunatatirile in recuperarea
pacientilor si reducerea costurilor.
Programele de robotica medicala trebuie,
de asemenea, evaluate in raport cu modul
in care permit personalului spitalicesc sa
se concentreze mai mult asupra ingrijirii
pacientilor — atat direct, cat si de la distan-
ta. Atunci cand robotica sprijina misiunea
principald a unui sistem spitalicesc legata
si eficienta, conducerea spitalelor ar trebui
sa se implice activ in comunicarea acestor
beneficii personalului si comunitatii locale.
Vizibilitatea datelor si inteligenta artificiala
pot optimiza controlul echipamentelor,
oferind in acelasi timp o perspectiva deta-
liata asupra diferitelor proceduri robotizate.
Conectivitatea echipamentelor prin retele
permite spitalelor sa analizeze datele pen-
tru a evalua eficienta programelor roboti-
zate - aspect deosebit de util atunci cand
centrele medicale intentioneaza sd extinda
un anumit program.

Sistemele coerente de gestionare a datelor
pot sprijini retelele de spitale cu mai multe
locatii, precum si spitalele, clinicile si centre-
le chirurgicale independente, pentru a veri-
fica mai eficient respectarea reglementarilor
guvernamentale si industriale. >
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Institutiile care utilizeazd robotica medicala
au sanse mai mari sa dispuna de retele uni-
ficate sau, cel putin, de aborddri standardi-
zate pentru conectarea sistemelor separate.

Desigur, robotica medicala necesita masuri
stricte de securitate fizica si cibernetica.
Acest lucru presupune, adesea, un acces
atent controlat si monitorizat la actuatoa-
rele robotice, controlere, retele si sisteme
de stocare a datelor. Respectarea regle-
mentarilor guvernamentale, industriale si
ale furnizorilor trebuie sé fie riguros imple-
mentata si documentata.

PRIVIND SPRE VIITOR: ROBOTI MAI
INTELIGENTI, INGRUJIRE MAI BUNA
Adoptarea roboticii de cdtre industria
medicala a continuat constant in ultimul
deceniu. Investitiile in tehnologie vor
ramane o prioritate, pe mdsura ce pacientii
n varsta se bazeaza din ce in ce mai mult
pe echipamente medicale, dispozitive si
tratamente medicamentoase - in ciuda
bugetelor restranse ale spitalelor.

Ca urmare, robotica poate aduce economii
operationale pe termen lung pentru multe
functii medicale de rutind, cum ar fi ges-
tionarea si completarea stocurilor de me-
dicamente.
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In plus, solutiile avansate pentru inter-
ventii chirurgicale si alte tratamente de
nalta precizie si minim invazive sporesc
competentele medicilor si reduc presiu-
nea asupra factorului uman in timpul
procedurilor chirurgicale.

Adoptarea cu succes a roboticii necesita un
plan strategic clar, care sa identifice nevoile
spitalului si solutiile robotice adecvate, res-
pectarea unor cerinte stricte de reglemen-
tare si selectarea unor furnizori medicali
capabili sa ofere asistentd pe termen lung
pentru proiectare si implementare.

In cazul majoritatii sistemelor spitalicesti
mari, programele de robotica presupun, de
asemenea, echipe dedicate cu expertiza in
automatizare, pentru coordonarea eforturi-
lor de imbunatatire continua.

In final, ofertele de roboti medicali trebuie
evaluate riguros prin prisma sigurantei si
confortului pacientilor, dar si a eficientei si
eficacitatii procedurilor sau tratamentelor.
Impreuna cu o viziune si un plan bine con-
turat, oportunitatile sunt nelimitate si pro-
mitatoare pentru administratorii de spitale
si clinici, care trebuie sa le adapteze in
functie de specificul pacientilor si al sis-
temelor proprii.

DigiKey este recunoscut ca lider global si
inovator constant in distributia comerci-
ala de ultima ora a componentelor elec-
tronice si a produselor de automatizare la
nivel mondial, oferind peste 15,9 milioane
de componente de la peste 3 000 de pro-
ducatori de top.
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Explorati inovatiile si solutiile de automatizare care permit anticiparea

provocarilor din industrie si mentinerea ritmului cu tendintele consumatorilor.

Automatizarea productiei de alimente si bauturi ne aduce produsele pe care le consumdm si
de care ne bucuram in fiecare zi. Pentru a ramdne competitivi, satisfdcdand in acelasi timp nevoile
consumatorilor, care devin din ce in ce mai variate si mai complexe in fiecare zi, industria
alimentard adopta inovatii pentru a maximiza eficienta, a imbundtdti sustenabilitatea si a
controla mai bine lanturile de aprovizionare si trasabilitatea.

PROVOCARI N INDUSTRIA
ALIMENTARA SI A BAUTURILOR
Reglementari: Produsele alimentare fabri-
cate trebuie sa respecte norme stricte privind
siguranta alimentara si manipularea sub-
stantelor periculoase. Aceste reglementari
stabilesc standarde minime pentru calitatea
produselor, ambalare, depozitare si trans-
port. Provocarea devine si mai complexa in
cazul produselor comercializate in mai multe
regiuni cu cerinte de reglementare diferite.

Controlul calitatii: Un sistem bine planificat
de control al calitdtii ajuta companiile sa res-
pecte reglementdrile si sa gestioneze provo-
cari precum variatia materiilor prime.
Consumatorii se asteapta ca produsele ali-
mentare sa fie consecvente si disponibile
permanent, insa acest lucru este dificil de
realizat din cauza sezonalitatii agriculturii si
a variatiilor de calitate intre loturi.
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Esantionarea riguroasa si inspectarea
atentd a acestora contribuie la mentinerea
uniformitatii produselor si la reducerea
incertitudinilor.

Trasabilitate: Controlul calitatii contribuie,
de asemenea, la asigurarea trasabilitatii
necesare in cazul unor eventuale retrageri
de produse. Este esentiald inregistrarea de-
taliata a materialelor utilizate in fiecare lot,
precum si a destinatiilor produselor finite,
pentru a identifica rapid loturile afectate
siaimplementa eficient planurile de retra-
gere si recuperare.

Perisabilitate: Materiile prime si produsele
finite din industria alimentara au termene
de valabilitate care trebuie gestionate cu
rigurozitate. O administrare eficienta a sto-
curilor este esentiala pentru a preveni utili-
zarea materiilor expirate, evitand astfel
riscul producerii de alimente nesigure si

reducand pierderile comerciale generate
de produsele perimate.

Risipa de material: Alterarea este o sursa
principala de pierderi de materiale in pro-
ductia de alimente si bauturi, dar deseurile
apar si in procese precum amestecarea,
gatirea, formarea si ambalarea. De aseme-
nea, reziduurile de materiale de pe echipa-
mente pot provoca mirosuri, coroziune si
pericole pentru sanatate, asa ca productia
de alimente si bauturi necesita o curatare
buna si frecventa.

INOVATII IN INDUSTRIA ALIMENTARA
Pentru a raspunde cerintelor tot mai ridi-
cate ale consumatorilor, inovatiile din indus-
tria alimentara si a bauturilor se bazeaza pe
tehnologiile Industriei 4.0, cu scopul de a
creste eficienta operationala si competitivi-
tatea pe piata.



IMPACHETAREA

Robotica si automatizarea sunt tot mai pre-
zente in procesul de ambalare din industria
alimentara, devenind din ce in ce mai avansate.
Robotica utilizata in impachetare dispune acum
de sisteme de vedere artificiald avansate, care
permit identificarea si manipularea produselor
de dimensiuni si orientdri variate, asigurand in-
carcarea corectd in sistemele de ambalare.
Acesti roboti industriali contribuie la cresterea
eficientei procesului, adaptandu-se usor la
produse diverse, precum bucati de carne sau
alte alimente si introducandu-le in ambalajele
corespunzatoare.

NOTA

Gama de hardware si accesorii pentru roboti
disponibild prin RS oferd toate componentele
necesare pentru dezvoltarea unei solutii robotice
complete, adaptate diverselor aplicatii industri-
ale. Cu o gama variata de componente pentru
kituri de roboti, roboti de banc programabili
autonom si piese de schimb, oferta RS sustine
personalizarea si inovatia, adaptandu-se cerin-
telor specifice fiecdrei industrii.

Tehnologiile de automatizare a productiei de
alimente si bauturi sunt adesea supuse unor
temperaturi, presiuni si substante chimice de
igienizare extreme. >
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Inovatiile in robotica din otel inoxidabil
utilizata in industria alimentara permit
acestor masini sa functioneze mai bine in
conditiile specifice industriei si sa reziste
la o curatare riguroasa.

Ambalajele alimentare sunt dificil de realizat
intr-un mod sustenabil, deoarece trebuie sa
indeplineasca simultan cerinte stricte de
sterilitate, sa fie usoare, sigilabile si rentabile
din punct de vedere economic. Acest lucru
a insemnat utilizarea pentru mult timp de
materiale plastice de unica folosinta, care
genereaza risipa. Consumatorii, investitorii
si comerciantii cu amdnuntul solicita indus-
triei alimentare sa isi imbundtateasca amba-
lajele, iar aceasta isi intensifica eforturile.
Progresele in materie de materiale biode-
gradabile includ ambalajele alimentare fabri-
cate din alge marine, ciuperci, coji de nuca
de cocos, trestie de zahar si multe altele.

Inovatiile in domeniul ambalajelor inteli-
gente includ materiale care isi schimba cu-
loarea in functie de temperatura alimen-
telor, senzori care detecteaza gazele pro-
duselor in descompunere si etichete RFID
care transmit istoricul si starea alimentelor
catre sistemele de management.

Toate acestea va pot ajuta sa reducetirisipa
prin utilizarea alimentelor inainte ca acestea
sa se strice. Ambalajele speciale pot, de
asemenea, conserva activ alimentele prin
reducerea automata a continutului de oxi-
gen pentru a descuraja cresterea bacteriilor
si dezvoltarea microbilor.
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n productia de alimente si bauturi

STERILIZARE

Avand in vedere importanta lor imensa,
inovatiile in fabricarea alimentelor si bautu-
rilor se extind pana la asigurarea unui con-
sum sigur.

Detectarea obiectelor straine: Sistemele
avansate de detectare pot identifica metale-
le sau alti contaminanti strdini din alimente.

Detectarea alterdrii: “Nasurile” electronice
bazate pe inteligenta artificiala pot de-
tecta carnea alteratd. Acestea pot ajuta la
eliminarea prompta a alimentelor alterate
si, de asemenea, la prevenirea risipei ali-
mentelor care au depasit data de expirare
imprimata, dar sunt inca sigure.

Integrare lloT: Senzorii integrati in siste-
mele fabricilor pot transmite alerte in cazul
unor probleme, precum scaderea excesiva

atemperaturii in interiorul frigiderului. Inte-
grarea acestora cu aplicatiile permite anga-
jatilor s identifice rapid aceste probleme si
sd le abordeze in stadii incipiente.

SUSTENABILITATE

Atat consumatorii, cat si investitorii impul-
sioneaza tendintele industriei alimentare si
a bauturilor catre o mai mare sustenabilitate
in ceea ce priveste deseurile materiale, am-
balajele, consumul de energie si aprovizio-
narea etica. Tehnologia industriei alimentare
urmeaza acest exemplu, nu doar din motive
de reputatie, ci si din motive practice, cum
ar fi eficienta energetica.

Reciclarea creativa este practicata prin va-
lorificarea utila a materialelor si subpro-
duselor care, in mod normal, s-ar pierde.

Printre exemple se numadra:

« Imitatii de carne obtinute din okara, un
produs secundar din tofu si lapte de soia
care isi pastreaza valoarea nutritiva

« Fainuri speciale obtinute din boabele
reziduale de la fabricarea berii

« Probiotice obtinute folosind apa incdrcata
cu amidon recuperata din procesarea
cartofilor

Unele tari au programe de certificare a
recicldrii creative. Acestea aplica certificdri
obtinute pe etichetele alimentelor, ceea ce
incurajeaza vanzarile catre consumatorii
preocupati de sustenabilitate. Acest lucru, la
randul sdu, incurajeaza industria alimentara
sa continue sa utilizeze reciclarea creativa.

Agricultura verticala: Cultiva fructe silegu-
me in interior, in aranjamente verticale si cu
mai putin sol. Acest lucru permite cultivarea
mai multor alimente folosind mai putin
teren si o apropiere mai mare de consuma-
tor. Aceastd tehnica foloseste mai multa
energie, iar lista plantelor care pot fi culti-
vate in acest mod este micd, dar inovatiile
din industria alimentara continua sé faca din
aceasta o modalitate din ce in ce mai viabila
de aimbunatati sustenabilitatea alimentara.

CONTROLUL CALITATII

In domeniul productiei de alimente si bau-
turi, controlul calitatii este esential pentru a
mentine clientii multumiti si in siguranta.
Printre inovatiile sale se numara:

Lantul de distributie: Cunoasterea parcur-
sului ingredientelor si al produselor finite
ajuta in mod natural la eliminarea proble-
melor in ceea ce priveste calitatea acestora.
Progresele in urmarirea articolelor folosind
etichete RFID contribuie la reducerea incer-
titudinii lantului de aprovizionare.

Machine Vision: Tehnologiile de viziune
automata, instrumentatia loT si inteligenta
artificiald pot detecta acum defecte alimen-
tare invizibile ochiului uman. Acest lucru
permite detectarea bacteriilor, a umiditatii
si a variatiilor neregulate de temperaturd,
reducand totodata numarul de produse
alimentare expediate cu astfel de defecte.

Automatizare si pregatire: Pe masurd cein-
dustria se bazeaza tot mai mult pe automa-
tizare si control, devine necesara implemen-
tarea unor planuri care sa permita adapta-
rea sistemelor pentru detectarea produselor
de calitate redusa.



Totodatd, este importantd asigurarea instru-
irii personalului pentru situatiile care impun
verificarea manuala a calitatii produselor
obtinute prin procese automatizate.

NOTA

COMPECG, prin parteneriatul cu RS Compo-
nents, ajutd la acoperirea unei game ex-
tinse de solutii de automatizare si control,
oferind acces la produse esentiale din
domeniul echipamentelor electrice, auto-
matizdrilor industriale si cablurilor, fiind in-
cluse toate aspectele automatizarii
industriale — de la PLC-uri si senzori inteli-
gentipdnd la tehnologii avansate din sfera
Industriei 4.0. Gama vastd de produse
sprijind proiectarea si operarea fabricilor
inteligente, fiind permanent actualizatd si
adaptata pentru a include cele mai recente
tehnologii emergente, precum robotica si
inteligenta artificiald. Portofoliul cuprinde
echipamente deinaltd calitate furnizate de
producdtori de renume international, precum
Schneider Electric, Siemens, SICK, Omron,
Eaton, ABB, Allen Bradley, ifm electronic si
RS PRO - 0 gamda dezvoltatd pentru a sus-
tine sustenabilitatea si eficienta energetica.
Informatii suplimentare despre solutiile de
automatizare industriald, inclusiv ghiduri
specializate, pot fi consultate pe website-ul
oficial: https://ro.rsdelivers.com.

Controlul proceselor: Sistemele de control
al proceselor sunt create pentru a monito-
riza si ajusta automat parametrii critici, pre-
cum temperatura, cantitatile de ingredi-
ente sau debitul. Platforme precum SCADA
(Supervisory Control and Data Acquisition)
permit supravegherea in timp real a acestor
variabile si facilitarea ajustarilor necesare
pentru mentinerea calitatii constante a
procesului.

NOTA

Gama RS de echipamente de control al
proceselor este esentiald pentru gestiona-
rea proceselor complexe si a mediilor de
automatizare. Pentru a asigura un control
automat fiabil al mediilor din fabrici, utiliza-
rea dispozitivelor precise de mdsurare si
monitorizare este esentiald in orice solutie
de automatizare. De la tehnologii de con-
trol al temperaturii, contoare de panou si
temporizatoare, sunt disponibile solutii
adaptate pentru diverse aplicatii industri-
ale. Prin parteneriatul cu furnizori de re-
nume precum ABB, Omron, Panasonic,
Schneider Electric, Eurotherm, West Instru-
ments si RS PRO, RS asigurd accesul la o
gamd completd de echipamente pentru
controlul proceselor.

Control predictiv de calitate: Tehnologia
de fabricare a alimentelor si bduturilor
bazata pe loT permite monitorizarea pentru
a detecta performantele slabe.
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INDUSTRIA ALIMENTARA

Inteligenta artificiala poate folosi aceste
date colectate pentru a prezice, la randul
sdu, potentialele probleme ale echipa-
mentelor si problemele de calitate cu mult
inainte ca acestea sa se produca.

MANAGEMENTUL APROVIZIONARII
Avand in vedere deficitul de materiale,
schimbarea rapida a comportamentului
consumatorilor si efectele pandemiei, ma-
nagementul lantului de aprovizionare re-
prezinta o provocare continua in industria
alimentara. Inovatiile in software-ul pentru
fabricarea alimentelor si a bauturilor valo-
rifica conceptele Industriei 4.0 pentru a
intelege si optimiza mai bine produsele.

Inovatiile in lantul de aprovizionare in
domeniul software-ului de trasabilitate
alimentard permit companiilor sa:

o Maximizeze utilizarea etichetelor RFID
pentru urmarirea materialelor. Comparativ
cu codurile de bare, aceste etichete sunt
mai durabile, contin mai multe informatii
si pot fi scanate cu usurintd la fiecare etapa
a transportului unui produs. Acest lucru
permite urmarirea fiabila a expedierilor si
reducerea incertitudinii.

« Inregistreze continuu informatiile despre
trasabilitatea alimentelor si calitatea aces-
tora folosind tehnologia blockchain.

Utilizeze inteligenta artificiala pentru a
identifica ineficientele si potentialul de
pierderi.

Implementeze tehnologie inteligenta de
inventar pentru a comanda automat ingre-
dientele atunci cand stocurile devin sufi-
cient de mici.

TRASABILITATE

Software-ul ERP de trasabilitate alimentara
poate optimiza gestionarea loturilor prin
inregistrarea automata a temperaturii, in-
gredientelor si timpului de gatire.

Aceste sisteme pot fi scalate si ajustate cu
usurinta in functie de dimensiunile loturilor
sau de specificatiile produsului.

Tehnologia Blockchain poate contribui mult
la software-ul de trasabilitate alimentara,
deoarece poate crea o inregistrare digitala
continud a originii unui produs, a datei de
fabricatie si a trasabilitatii ingredientelor.
Acest lucru oferd acces facil la dovezile ca
produsele alimentare sunt autentice si res-
pectd reglementdrile necesare. Software-ul
de trasabilitate alimentara poate adduga,
de asemenea, markeri asemanatori ampren-
telor digitale la aceste pachete de informa-
tii. Astfel de solutii pot contribui la comba-
terea contrafacerii prin identificarea produ-
selor care nu au ajuns la destinatia corecta.

TENDINTE DE URMARIT iN FABRICAREA
ALIMENTELOR SI BAUTURILOR
Tendintele din industria alimentara si a
bauturilor se dezvolta si se schimba rapid,
iar tehnologia alimentard si a bauturilor va
trebui sa tind pasul.

Digital Twins: Ca element esential al Indus-
triei 4.0, gemenii digitali (digital twins) co-
lecteaza date de la toate dispozitivele lloT
din unitéti pentru a reflecta in timp real ope-
ratiunile si procesele desfasurate. Aceasta
tehnologie permite identificarea ineficien-
telor echipamentelor si a problemelor care,
in mod obisnuit, ar trece neobservate.
Gemenii digitali pot fi utilizati si in etapa de
planificare a noilor produse alimentare si
bauturi, oferind simulari predictive privind
modul in care sistemele existente vor ges-
tiona caracteristicile produsului. Astfel, proce-
sul de optimizare si lansare pe piata poate
fi accelerat semnificativ.

Etichetare: Intrucat consumatorii solicitd
mai multa transparenta cu privire la pro-
duse, industria alimentard va trebui sa asi-
gure etichete adecvate si veridice in conse-
cinta, dar si mai important, sa stabileasca si
sa mentind masurile necesare privind lantul
de aprovizionare si trasabilitatea pentru a
sustine afirmatiile de pe etichete.

Sustenabilitate: Initiative precum recicla-
rea creativad, agricultura verticala si amba-
lajele biodegradabile continuad sa castige
teren si vor necesita solutii adecvate de
fabricatie.

Vizitati website-ul https://ro.rsdelivers.com pentru a vizualiza oferta completa.
Tot aici, veti putea constata cum mentenanta si automatizarea vor fi vitale pentru

industria alimentara si cea a bauturilor.

m Autor: Gramescu Bogdan
Aurocon Compec
WWW.COMPEeC.ro

https://uk.rs-online.com/web/content/discovery/ideas-
and-advice/food-beverage-manufacturing-innovations
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Haideti sa abordam aspecte tehnice cu onsemi
Robotica si inteligenta
artificiala fizica (Physical Al)

Explorati intersectia dintre robotica si inteligenta artificiald fizica (Physica Al) — sisteme de Al
integrate in lumea reald — cu accent pe modul in care robotii mobili autonomi (AMR) transforma
mediile industriale si comerciale, prin intermediul unei sesiuni de intrebdri si raspunsuri dintre
Shawn Luke, Inginer de marketing tehnic la DigiKey si partenerii sdi de discutie de la onsemi,
Bob Card, Director de marketing si Theo Kersjes, responsabil cu dezvoltarea afacerilor si

solutiilor industriale.

AMR-urile se bazeaza pe o combinatie de
senzori — precum LiDAR, camere si detec-
toare cu ultrasunete — pentru a spori sigu-
ranta, a imbunatati productivitatea si a func-
tiona eficient in spatii complexe. Facand o
paralela cu industria automobilelor autono-
me, aceasta conversatie subliniaza modul in
care AMR-urile utilizeaza tehnologii si prin-
cipii similare, inclusiv SLAM (Simultaneous
Localization and Mapping), pentru a crea harti
precise, in timp real, si pentru a se localiza in
medii dinamice.
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Se evidentiaza, de asemenea, felul in care
AMR-urile - odinioara limitate la medii in-
terioare controlate - se adapteaza tot mai
mult la medii exterioare si imprevizibile,
datorita progreselor in integrarea senzorilor,
atehnologiilor de calcul la margine (edge) si
ainteligentei artificiale.

Pe mdsurd ce aceste tehnologii avanseaza,
AMR-urile vor deveni si mai autonome,
adaptabile si esentiale in sectoare ce variaza
de la logistica si productie la agricultura si
inspectia infrastructurii.

Shawn Luke:
Ce considerente de proiectare sunt necesare
in cazul robotilor mai inteligenti de astazi?

Bob Card: Robotii industriali exista de zeci
de ani si sunt foarte buni in ceea ce fac, dar
pot fi si periculosi pentru oameni atunci
cand lucreaza in apropierea lor, in depo-
zite, fabrici si alte medii similare. Acesti
roboti nu au fost proiectati sa se deplaseze
liber in mediul lor, mai ales atunci cand
acesta este dinamic.


https://www.digikey.com/en/product-highlight/o/on-semi/autonomous-mobile-robot
https://www.digikey.com/en/application-technology/robotics
https://www.digikey.com/en/videos/d/digi-key-electronics/lets-talk-technical-with-onsemi-robotics-and-physical-ai-digikey
https://www.digikey.com/en/supplier-centers/onsemi

Robotii mai inteligenti intervin pentru a se
asigura ca oamenii care lucreaza alaturi de
ei pot colabora in siguranta si armonie fizica.

Theo Kersjes: Existd o varietate de senzori
—inclusiv senzori cu ultrasunete, senzori de
imagine, LiDAR, radar si altii — care permit
algoritmului unui robot sa perceapa si sa
navigheze in mediul sdu, tinand cont in pri-
mul rand de siguranta oamenilor. Robotii
pot ajuta la rezolvarea unor probleme pe
care oamenii nu le pot gestiona, cum ar fi
ridicarea unei masini sau a unui echipa-
ment de mari dimensiuni si pot indeplini
sarcini periculoase sau repetitive. Robotii
mai inteligenti aduc mai multa flexibilitate
si, gratie senzorilor, pot indeplini o gama
mai larga de sarcini - rezultatul conver-
gentei dintre inteligenta artificiala fizica
(Physical Al) si robotica.

Luke:
In cefel sunt AMR-urile similare cu robotica auto?

Card: AMR-urile si automobilele autonome
seamana mult in ceea ce priveste sistemele
lor de comunicatie interna. Traditional,
robotii au utilizat CAN (Controller Area Net-
work), un protocol de comunicatie multi-
drop pe doua fire. onsemi se afla insa in
fruntea unei noi tehnologii: T0BASE-T1S,
un protocol multi-drop bazat pe Ethernet,
care foloseste tot o pereche torsadata
neecranata cu doua fire. Principalele avan-
taje ale TO0BASE-T1S fata de CAN:

« Rate de date mai mari: 10BASE-T1S func-
tioneaza la 10 Mbps, comparativ cu 2 Mbps
pentru CAN standard si 5 Mbps pentru
CAN-FD in conditii ideale.

« Complexitate si greutate reduse ale cabla-
jului: aspect esential pentru sistemele
compacte si mobile, cum sunt AMR-urile.

o Eliminarea gateway-urilor: nu mai este
necesara conectarea retelelor CAN si
Ethernet prin gateway-uri.

Aceastd inovatie urmeaza o tendintd mai
ampla, atat in domeniul auto, cat si in
robotica, orientata catre arhitecturi zonale
si tehnologii de comunicatie convergente,
unde T0BASE-T1S este de asteptat sa inlo-
cuiasca treptat CAN.

onsemi ofera doua controlere 10BASE-T1S,
NCN26010 (MAC & PHY) si NCN26000
(doar PHY). Ambele sunt pe deplin compa-
tibile cu specificatiile IEEE802.3cg si includ
suport pentru functia ENI (Enhanced Noise
Immunity) dezvoltata de onsemi. ENI ex-
tinde lungimea cablului SPE (Single Pair
Ethernet) dincolo de specificatiile standard
- de la 25 de metri pentru un segment cu
40 de nodurila 50 de metri pentru 16 noduri
sau 60 de metri pentru 6 noduri.
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Aceasta evidentiaza cum tehnologiile avan-
sate de calcul - odinioara rezervate centre-
lor de date - ruleaza acum pe dispozitive
edge in roboticd, prin platforme precum
NVIDIA Jetson si alte procesoare embed-
ded. Este o perioada interesanta pentru in-
dustrie, unde robotica si domeniul auto se
suprapun tot mai mult.

Luke:
Ce se pregdteste in continuare pentru AMR-uri?

Kersjes: Senzorii au evoluat semnificativ
din punct de vedere al gamei dinamice,
ceea ce le permite robotilor sa functioneze
eficient in medii necontrolate - cum ar fi
agricultura, livrdrile in exterior si aplicatii
similare. Senzorii de reactie la forta, de
pozitie rotativa si de umiditate pot tine
cont de multiple variabile de mediu si pot
indeplini sarcini delicate, cum ar fi culege-
rea fructelor de padure.

Un exemplu este senzorul de pozitie induc-
tiv (IPS) NCS32100, un senzor de pozitie
rotativ absolut, fara contact, care asigurd o
precizie de £50 arcsec pana la 6.000 RPM si
poate functiona pana la 45.000 RPM (cu
precizie redusd). onsemi pune la dispozitie
un instrument gratuit de proiectare PCB
pentru rotor si stator, facilitand crearea
unor solutii de codare precise si rentabile
pentru aplicatii de robotica avansata.

Card: Robotii au, de asemenea, un potential
urias in preluarea sarcinilor periculoase, re-
petitive sau pur si simplu nedorite, atat in in-
dustrie, cat siin viata de zi cu zi— de la curatarea
jgheaburilor pana la vopsirea caselor.

ROBOTICA

Kersjes: Stivuitoarele autonome devin esen-
tiale pentru siguranta industriald. Datele
OSHA arata cd, numai in SUA, au loc aproxi-
mativ 35.000 de accidente anual cu opera-
tori de stivuitoare, iar fluctuatia de personal
pentru acest post depdseste 40%. Utilizarea
robotilor in aceste roluri poate creste mult
siguranta in depozite.

Luke:

Ne puteti spune mai multe despre localizarea
si cartografierea simultand (SLAM) si cum
functioneaza?

Card: SLAM incepe prin utilizarea unui
model virtual al depozitului, care permite
robotului sé isi cunoascéd mediul. El foloseste
un proces de incercare si eroare pentru a
invata sa navigheze, chiar inainte de a fi
prezent fizic acolo.

Atunci cand robotul este instalat, acesta
este deja bine antrenat si isi va actualiza in
permanenta harta mediului. Poate chiar sa
navigheze in jurul obiectelor dinamice, cum
ar fi alti roboti prezenti in mediu.

Kersjes: In domeniul auto, acest concept
este cunoscut sub numele de “prima
masind”. Un vehicul AMR care intalneste
pentru prima data un drum sau un obstacol
rutier trebuie sa invete din mediul sdu si
apoi sa trimita aceasta experienta inapoi in
retea, pentru ca si alte AMR-uri sd invete si
sd Isi actualizeze hartile.

Un sistem de operare pentru robotii mobili

permite integrarea senzorilor printr-o teh-
nologie numita HoloScan. >
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Aceasta ofera o interfata rapida cu senzorii
de inalta definitie sau cu latime mare de
banda, precum senzorii de imagine, astfel
incat ceea ce vede robotul sd fie copiat di-
rect in memoria sa pentru procesare. Acest
lucru poate fi vital pentru alte utilizari, pre-
cum telemedicina, in care un robot operea-
za pe cineva, dar este controlat de la
distanta de un medic, unde atat latenta, cat
si latimea de banda a retelei sunt critice.

Robotii moderni pot folosi doud aborddri
distincte ale controlului si procesului deci-
zional, denumite “System 1” si “System 2’
care corespund unor niveluri diferite de
control si cognitie. Sistemul 1 se caracteri-
zeaza prin comportamente rapide, reactive
si adesea preprogramate, similare cu reac-
tiile instinctive ale oamenilor. Sistemul 2, pe
de alta parte, implica decizii mai deliberate,
analitice si mai lente, bazate pe calcule
complexe si rationament simbolic.
Ambele tipuri sunt necesare pentru ca
robotii sa fie siguri si autonomi in preajma
oamenilor.

Luke:
Cetipuri de tehnologie roboticé vd atrag atentia?

Kersjes: Tehnologiile pe care le observam
frecvent in diverse placi de evaluare si in
produsele clientilor sunt camerele video.
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B Robotica si inteligenta artificiala fizica (Physical Al)

Pentru AMR-uri, amplasarea senzorilor
este esentiald. Daca vederea este obstruc-
tionata (de exemplu, de obiecte transpor-
tate), se folosesc adesea grupuri de senzori
montati in colturi pentru a obtine un camp
vizual de 360°.

Tehnologii precum e-fuse (sigurante elec-
tronice) si capabilitatile de resetare contro-
lata (graceful reset capabilities) sunt impor-
tante pentru gestionarea energiei si pentru
activarea functiilor de nivel superior ale ro-
botului, cum ar fi comportamentul inteli-
gent in timpul intreruperilor de alimentare
sau al problemelor de navigare.

Card: Gestionarea alimentarii este deose-
bit de importantd pentru robotii mobili,
care se bazeaza pe baterii, nu pe un curent
alternativ stabil. Deoarece tensiunea bate-
riei poate varia semnificativ (de exemplu,
30 - 42V pentru un pachet de 10 celule),
sunt necesare convertoare DC-DC efi-
ciente (precum familia FAN65000). Aceste
convertoare, cu o eficienta de peste 95%,
asigura mai multe linii de curent continuu
pentru subsisteme si influenteaza direct
durata de viata si eficienta bateriei, oferind
o perioadad de functionare mai mare.

Kersjes: La onsemi, dorim sa demonstram
avantajele produselor — cum ar fi extinderea
duratei de viatd a bateriei prin cel mai recent

si eficient MOSFET Trench 10 - in medii digi-
tale precum NVIDIA Omniverse Isaac Sim.
Ideea este sa simuldam comportamentele
robotilor (de exemplu, parcurgerea unor
trasee specifice) si sa corelam rezultatele
performantelor (cum ar fi o durata de viata
mai lunga a bateriei) cu avantajele hard-
ware subiacente.

Existd, de asemenea, interes pentru a
evidentia beneficiile reale la nivel de sis-
tem ale componentelor (dincolo de testele
de laborator, cum ar fi testele de impuls
sau termice), prin integrarea acestora in
simuldri si evaludri robotice functionale.

In plus, echipa noastrd colaboreazéd cu
numerosi parteneri de distributie care
ofera diverse platforme de microcontro-
lere. Pentru a sprijini acest lucru, sistemul
robotic este proiectat folosind containere
Docker, ceea ce permite sistemului de ope-
rare al robotului (ROS - Robot Operating
System) sa ruleze intr-un mod portabil si
flexibil pe diferite platforme hardware.
Acestea includ NVIDIA Jetson, D3 Embed-
ded, Advantech, Renesas si AMD.

Aceasta abordare faciliteaza adaptarea
rapida a software-ului de robotica la diferi-
te ecosisteme partenere.

Luke:
Incotro credeti cdi se indreapta viitorul roboticii?

Card: Consideram ca 2025 va fi“anul in care
se va demonstra cd robotul poate face orice”,
avand in vedere numeroasele inovatii de
nivel superior care se maturizeaza in acest
domeniu. De la tehnologii precum came-
rele iToF (indirect Time-of-Flight), capabile
sa masoare distantele fatd de obiecte prin
analiza modului in care undele luminoase
modulate se reflecta pe suprafete si se intorc
la senzor, pand la Al fizicd, creata pentru a
accelera procesul de invatare si instruire a
robotilor.

Toate aceste tehnologii bazate pe senzori,
necesare pentru aplicatii variate, ajuta siste-
mele robotice sd ramand sigure si eficiente
intr-o gama larga de utilizari - ceea ce va
conduce la o crestere semnificativd a adop-
tarii si volumului robotilor in anii urmatori.

Pentru mai multe informatii, consultati
pagina de aplicatii si tehnologii pentru
robotica sau centrul de marketing al fur-
nizorului onsemi pe DigiKey.com.

m DigiKey
www.digikey.ro

Text - traducere si adaptare: "Electronica Azi"


https://www.digikey.com/en/supplier-centers/onsemi
https://www.digikey.ro
https://www.digikey.ro



https://www.lthd.com

Transformatoare Ethernet pentru
retele de inalta performanta

Transformatoarele Ethernet de inaltd performanta sunt esentiale pentru a raspunde cerintelor
dispozitivelor de retea moderne si eficiente. Acestea asigurd o transmisie de date fiabila si sigurd,
optimizeazad calitatea semnalului si imbundtdtesc performanta generald a retelei.

Autori:

Daniele Carnevale, Corporate Product Sales Manager Inductors, Rutronik
Jochen Neller, Technical Expert Inductors, Rutronik

Fiecare dispozitiv conectat are nevoie de un
procesor si de un canal de comunicatie.
Conexiunea dintre nivelurile digitale si ana-
logice este realizatd de un PHY (transceiver
de nivel fizic), un circuit integrat din siliciu.
Acesta actioneaza ca interfata fizica intre
cele doua niveluri si, simplu spus, functio-
neaza ca un transmitator de date cu izolare
galvanica, care trimite si primeste semnale
digitale de mare viteza prin cabluri Ethernet
catre si de la alte dispozitive.

Dezvoltatorii de circuite LAN (retele locale)
se confruntd adesea cu necesitatea de a uti-
liza transformatoare de inalta frecventa (HF)
— transformatoare de impulsuri - ca parte a
interfetei analogice din proiectele lor.

GEMEX] Mod de operare PoE.

Aceste transformatoare sunt folosite pentru
adaptarea impedantei, adaptarea tensiunii
si/sau izoldrii, servind drept bariera intre
cablurile externe si circuitele digitale in-
terne. Transformatoarele LAN de la Pulse
oferad izolarea esentiald necesara pentru a
asigura functionarea si comunicatia corecta
aretelei, respectand in acelasi timp standar-
dele industriale stabilite de IEEE, conform
specificatiei IEEE 802.3. Toate produsele
LAN discrete de la Pulse sunt proiectate sa
functioneze cu chipset-uri PHY de la diversi
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furnizori, in functie de rata de transfer
Ethernet doritd, de la 10Base-T (10 Mbit/s)
la 10GBase-T (10 Gbit/s). Alegerea compo-
nentei potrivite este esentiald, deoarece
modulul trebuie sa suporte transmisia de
date Ethernet prin transformator fara a in-
troduce intarzieri, distorsiuni sau zgomot
suplimentar cauzat de EMI/EMC.

Se vorbeste frecvent despre module atunci
cand, pe langa transformator, in acelasi
ambalaj sunt incluse si bobine defiltrare (de
exemplu, bobine de mod comun). Acestea
blocheaza interferentele sizgomotul nedorit.
Modulele ofera adesea si suport pentru ali-
mentarea prin Ethernet (PoE), ceea ce permite
transmiterea sigura a curentului continuu

©Pulse

prin acelasi cablu de retea cu 8 fire, fie ecra-
nat (STP - Shielded Twisted Pair), fie neecranat
(UTP - Unshielded Twisted Pair), care trans-
porta si semnalul de date Ethernet (figura 1).

Nota redactiei <«

« STP (pereche torsadatd ecranatd) oferd
protectie suplimentard impotriva interfe-
rentelor electromagnetice printr-un strat de
ecranare. UTP (pereche torsadata neecra-
natd) este mai ieftin si mai flexibil, dar mai
sensibil la zgomot electromagnetic.

UTILIZARE IN RETELE LOCALE

O retea locala (LAN) contine toate dispozi-
tivele de conectare bazate pe Ethernet
care se afla intr-un perimetru de aproxima-
tiv 100 de metri fatd de locatia computeru-
lui principal sau a serverului. Dispozitivele
conectate formeaza o retea, dar este posi-
bil ca acestea sa nu partajeze aceeasi sursa
de alimentare sau aceeasi masa comuna.
Pot apdrea diferente de potential intre dis-
pozitivele conectate.

Semnalele de date digitale sunt transmise
ntre dispozitive prin cablurile de retea. Izo-
larea liniei de date previne degradarea sem-
nalului, asigurand ca “0” si “1” pot fi citite
corect. Reducerea interferentelor si a zgo-
motului contribuie, de asemenea, la men-
tinerea integritatii semnalelor de date.
Transformatoarele asigura aceasta izolare,
eliminand efectele nedorite ale impaman-
tarilor flotante si pastrand validitatea sem-
nalului de date digitale. Bobinele integrate
suprima zgomotul si contribuie la respec-
tarea cerintelor EMC.

TRANSMISIE SIMULTANA

DE DATE S| ENERGIE

In combinatie cu PoE, care permite trans-
miterea atat a datelor, cat si a energiei elec-
trice prin intermediul unui cablu Ethernet,
transformatoarele Ethernet de inalta per-
formanta sunt esentiale.
Transformatoarele LAN PoE nu furnizeaza
direct curent continuu; ele sustin doar calea
semnalului diferential de date prin transfor-
mator si blocheaza trecerea curentului con-
tinuu. Alimentarea in curent continuu este
injectatd pe partea cablului extern si devine
accesibila prin intermediul unui punct de
conexiune intermediar (center tap) al unei
infasurari a transformatorului. In consecin-
td, transformatorul LAN gestioneaza curentul
de sarcina PoE prin infasurarile sale, iar pro-
iectarea modululuitine cont de acest aspect.
Initial, existau doua variante PoE cu doua
perechi de fire.



Viteze de transfer de date -
dispozitive LAN

Viteze de transfer de date -
pentru industria auto

Optiuni de montare
Optiuni multiport
Configuratii de ambalare
Intervale de temperatura

TRANSFORMATOARE ETHERNET

100Base-Tx, 1000Base-T, 2.5GBase-T,
5GBase-T, HDBase-T, 10GBase-T, si 25GBase-T

100Base-T1, 1000Base-T1, 10Base-T1

THT, SMT, Pin-in-Paste, BGA

Single, Dual, Quad, Octal

PCMCIA si Low Profile

0..70°C,-40 ... +85°C/ 105°C/ 125°C

Tabelul 1: Caracteristici cheie ale transformatoarelor Pulse

©Pulse

Nivelul cererii si al puterii de referintd
in functie de tip, clasd si dispozitiv PoE.

Tipul de alimentare depindea de conexi-
une: modul A, in care alimentarea si sem-
nalul erau combinate, sau modul B, in care

Seria HBxxxHLT acopera intervalul de
temperatura comercial, de la 0 la 70°C.
Seria HXBxxxxHLT este proiectata pentru

alimentarea si semnalul erau separate. In
prezent, accentul se pune pe solutii cu
patru perechi de fire — Type 3 (putere
ridicata, 60 W) si Type 4 (putere ridicata, 90
W) - care cresc semnificativ capacitatea de
incdrcare a fiecarei conexiuni (figura 2).

TRANSFORMATOARE ETHERNET PENTRU
APLICATII DE INALTA PERFORMANTA
Pulse a lansat cele mai noi componente LAN
discrete, seriile HBxxxxHLT si HXBxxxxHLT.
Ambele serii ofera o tensiune de izolare ridi-
cata (panala 1.500V RMS), pierderi reduse si
un design compact. Sunt robuste si potrivite
pentru medii solicitante. Fiecare modul SMT
include combinatiile necesare de transfor-
mator de izolare si bobind de mod comun
pentru a respecta standardele IEEE 802.3
pentru rate de date de 10/100Base-TX, 1000
Base-T, 2,5/5GBase-T si 10GBase-T. Acest lucru
le face deosebit de potrivite pentru aplicatii
Ethernet de inaltd performanta (figura 3).

aplicatii industriale si pentru medii exte-
rioare care necesita un interval de tem-
peratura extins, de la—40 la +85 °C.Tn plus,
seriile HB/HXB accepta Power over Ether-
net (PoE) si pot furniza pana la 90W DC
prin cabluri Ethernet cu 4 perechi.

Aceste serii oferd o compatibilitate electro-
magneticd (EMC) excelenta si reduc inter-
ferentele electromagnetice (EMI), permitand
astfel o comunicatie de date stabild si
lipsita de interferente.

Un alt avantaj: componentele LAN discrete
sunt fabricate pe linii de productie inalt au-
tomatizate si rentabile. Nivelul ridicat de
automatizare asigura scalabilitate, consis-
tenta si calitate superioard a componente-
lor. Tabelul 2 prezintd o selectie de produse
din noua serie.

= Rutronik
www.rutronik.com

©Pulse

Domenii de aplicare ale modulelor LAN discrete de la Pulse.

Codprodus Numar  Tipde Vitezd de Lungime Latime Inaltime Tensiune Configuratia Temperatura Clasificare
porturi montare transfera (mm) (mm) (mm) deizolatie infasurarilor deoperare PoE (W)
datelor RMS (V) (°C)
(Gbit/s)
HXB6020HL 1 24 Pin SMD 1 15.10 10.00 5.80 1,500 2wCMC, XFM  -40a +85 60
HXB6005HLT 1 24 Pin SMD 1 17.55 15.90 6.00 1,500 2wCMC, XFM  -401a +85 60
HXB6008HLT 1 24 Pin SMD 1 17.55 15.90 6.00 1,500 2wCMC, XFM  -40la +85 90
HXB4016HLT 1 24 Pin SMD 2.5 17.55 15.90 6.00 1,500 2wCMC, XFM  -401a +85 90
HB4015HLT 1 24 Pin SMD 25 17.55 15.90 6.00 1,500 XFM, 2wCMC 0la70 60
HXB5GO10HLT 1 24 Pin SMD 5 17.55 15.90 6.00 1,500 2wCMC, XFM  -401a +85 920
HXB5GOT4HLT 1 24 Pin SMD 5 17.55 15.90 6.00 1,500 2wCMC, XFM  -40la +85 90
HXB7011HLT 1 24 Pin SMD 10 17.55 15.90 6.00 1,500 2wCMC, XFM  —40la +90 60
HXB7012HLT 1 24 Pin SMD 10 17.55 15.90 6.00 1,500 2wCMC, XFM  -40la +90 90

Tabelul 2: Selectie de produse din noua serie HB/HXB (Sursa: Pulse)

www.electronica-azi.ro
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Sisteme de stocare a energiei
Cum sa gestionati cu usurinta si

in siguranta pachetul de baterii

Bateriile litiu-ion (Li-lon) si alte tipuri de baterii chimice nu sunt doar elemente-cheie in industria
auto, ci sunt utilizate pe scard larga si in sistemele de stocare a energiei (ESS — Energy Storage
Systems). De exemplu, gigafabricile pot produce zilnic mai multi MWh de energie provenitd din
surse regenerabile. Cum putem gestiona diferitele sarcini care apasd asupra retelei energetice
pe parcursul a 24 de ore? Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea sistemelor de stocare a energiei
pentru sustinere a retelei (BESS — Battery-based grid-supporting Energy Storage Systems).

Articolul analizeaza sistemele de control al bateriilor si eficienta lor, atat in dezvoltarea, cat si

in implementarea ESS.

Autori:

Paulo Roque, Systems applications engineer, ADI - Energy Storage Systems Group - Limerick, Irlanda
Amina Joerg, Field applications engineer, ADI - Industrial Team - Germania

PROVOCARILE PE CARE LE RIDICA
BATERIILE LITIU-ION

Un sistem de gestionare a bateriei (BMS -
Battery Management System) este indis-
pensabil pentru utilizarea celulelor Li-lon,
deoarece acestea pot fi periculoase. Daca
sunt supraincarcate, pot intra in scapare
termica (thermal runaway) si pot exploda.
Tn cazul descarcarii excesive, in interiorul ce-
lulei apar reactii chimice care afecteaza per-
manent capacitatea acesteia de a mentine
sarcina. Ambele situatii duc la pierderea
celulelor bateriei intr-un mod periculos si

costisitor. Un alt motiv pentru utilizarea
unui BMS este ca celulele Li-lon sunt adesea
conectate in serie pentru a forma un pachet
de baterii. Incircarea acestora se face, de
reguld, prin aplicarea unei surse de curent
constant la intreaga stiva. Totusi, acest
lucru ridica problema echilibrarii: menti-
nerea tuturor celulelor la aceeasi stare de
incarcare (SOC - State of Charge).

Cum putem incdrca sau descarca complet
toate celulele fara a supraincarca sau
supradescarca o anumita celula din stiva?
Echilibrarea este unul dintre numeroasele

O diagrama bloc BMS simplificatd compatibila cu solutiile ADI BMS.
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beneficii esentiale ale unui BMS performant.

Functiile principale ale unui BMS includ:

« Monitorizarea parametrilor celulei, cum
ar fi tensiunea, temperatura si curentul
de incarcare/descarcare.

« Calcularea SOC (State of Charge) prin
masurarea acestor parametri, precum si
a curentului de incarcare si descdrcare in
amperi-secunda (A-s), cu ajutorul unui
contor Coulomb.

« Echilibrarea pasiva a celulelor (cell balanc-
ing — passive), pentru a mentine toate
celulele la acelasi SOC.

©ADI



SOLUTII PENTRU SISTEMELE DE
GESTIONARE A BATERIILOR

Analog Devices dispune de o familie
extinsa de dispozitive BMS (ADBMSxxxx).
De exemplu, ADBMS1818 este ideal pen-
tru aplicatii industriale si BESS, putand ma-
sura o stiva de baterii de 18 celule. Pentru
a utiliza orice circuit integrat ADBMS este
necesar un microcontroler.

Acesta comunica cu BMS, primeste datele
de masurare si efectueaza calcule pentru
a determina SOC si alti parametri.

Desi majoritatea microcontrolerelor pot
comunica cu un BMS, nu toate sunt adec-
vate. Este de dorit un microcontroler cu o
putere mare de procesare.

Datele pe care le transmite BMS pot fi volu-
minoase, mai ales atunci cand este nece-
sara o stiva mare de celule (unele stive pot

Nota redactiei <

« Echilibrarea celulelor poate fi de doud ti-
puri: pasivd si activd. In varianta pasivé (cell
balancing - passive), surplusul de energie
din celulele cu incdrcare mai mare este
disipat sub forma de caldurd, pentru a le
aduce la acelasi nivel cu celelalte celule. In
varianta activd, energia in exces este redis-
tribuita cdtre celulele mai descdrcate, insé
aceasta presupune o complexitate mai
mare a circuitului si costuri suplimentare.
+Daisy chain desemneazd o arhitecturd de
conectare in lant, unde dispozitivele sunt le-
gate unul dupd altul pentru a facilita comu-
nicatia sau distributia semnalului.

www.electronica-azi.ro
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ajunge la 1500V si sunt compuse din pana
la 32 de dispozitive ADBMS1818 conectate
in lant). Tn aceste cazuri, microcontrolerul
trebuie sd dispund de o latime de banda
suficienta pentru a comunica cu multiplele
circuite integrate BMS din sistem si, in acelasi
timp, sa proceseze rezultatele.

Ca parte a solutiei de platforma BMS, micro-
controlerul MAX32626 are doua surse de
alimentare gestionate prin intermediul
unui controler PowerPath™. Acesta prioriti-
zeaza sursa de alimentare in functie de ce-
rerea energeticd a placii (perifericele conec-
tate si sarcina de procesare etc.).

Majoritatea circuitelor integrate de moni-
torizare de la ADI sunt proiectate intr-o
arhitectura suprapusa pentru sisteme de
nalta tensiune, ceea ce inseamna cd mai

multe front-end-uri analogice (AFE) pot fi
conectate in lant. Prin urmare, una dintre
principalele caracteristici ale pldcii de con-
trol BMS, denumita unitate de control al
stocarii energiei (ESCU - Energy Storage
Controller Unit), este capacitatea de a lucra
simultan cu mai multe AFE-uri.

Figura 1 ilustreaza o diagrama bloc tipica
BMS, unde ESCU este evidentiata in albas-
tru. Desi ESCU nu este optimizata pentru
aplicatii de siguranta functionala, utiliza-
torul poate implementa circuite de protec-
tie si/sau redundante pentru a indeplini
anumite cerinte SIL (Safety Integrity Level).

PLACA DE CONTROL BMS
HARDWARE SI SOFTWARE

INFORMATII DESPRE HARDWARE

ESCU de la ADI se interfateaza cu o varie-
tate de dispozitive BMS (AFE, circuit de mo-
nitorizare a bateriei, transceiver isoSPI). Cele
mai importante elemente hardware si com-
ponente ale placii de control BMS sunt:

« Microcontroler integrat

MAX32626 cu Arm® Cortex®-M4 este potrivit
pentru aplicatiile de stocare a energiei.
Acesta functioneaza in regim de consum
redus si exceleaza la capitolul vitezd, deoa-
rece are un oscilator intern care ruleaza la
frecvente de pana la 96 MHz. in modul cu
consum redus, poate rula la viteze de pana
la 4 MHz pentru economisirea energiei.

Schema bloc hardware
detaliatd a ESCU.

©ADI

Are caracteristici excelente de gestionare
a puterii, cum ar fi un curent de 600 nA in
modul “low-power” si un ceas in timp real
(RTC) activat.

MAX32626 integreaza, de asemenea, o va-
rietate optima de periferice, inclusiv SPI,
UART, I’C, interfatd 1-Wire®, USB 2.0, con-
trolere PWM pentru motoare, ADC pe 10
biti si multe altele.

Un modul hardware de protectie (TPU), cu
caracteristici avansate de securitate, este
incorporat in acest microcontroler.

>
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+ Interfete

ESCU include numeroase interfete:

- SPI,"2Csi CAN.

— isoSPI pentru transferul sigur si robust
de informatii printr-o izolatie de inalta
tensiune.

- USB-C pentru alimentarea placii si
pentru programarea firmware-ului micro-
controlerului.

- JTAG pentru programarea si depanarea
microcontrolerului.

— Conector Arduino, care permite mai
multa flexibilitate pentru addugarea de
placi compatibile, cum ar fi un shield
Ethernet, placi cu senzori sau chiar un
Proto Shield.

« Transceivere isoSPI

Integreaza 2 dispozitive LTC6820 pentru co-
municatia isoSPI cu circuitele integrate BMS
intr-o arhitectura inlantuita (daisy chain),
folosind un singur transformator. Astfel, placa
este complet izolata de circuitele integrate
BMS conectate la stive de baterii de inaltd
tensiune. Prezenta unui transceiver isoSPI
dual asigura o comunicatie izolata redun-
danta si reversibila, in care microcontrolerul
gazda alterneaza porturile de comunicatie
pentru a monitoriza integritatea semnalului.
O dezvoltare viitoare a acestei placi va in-
clude ADBMS6822 (transceiver isoSPI dual),
care ofera viteze de date mai mari si suport
pentru functia de monitorizare a celulelor
cu consum redus de putere (LPCM - Low
Power Cell Monitoring), prezenta in cele mai
recente circuite integrate BMS de la ADI.

« Managementul alimentarii

- Alimentarea poate fi realizata fie printr-un
conector DC, fie printr-un port USB conec-
tat la PC prin intermediul unei interfete
USB 2.0 (este disponibil si un conector
USB-Q).

- Uncircuit de prioritizare, bazat pe LTC4415,
gestioneaza si selecteaza sursa de alimen-
tare. Acesta alege intre conectorul DC
sau intrarea USB-C, in functie de sarcina
controlerului si a perifericelor. De exem-
plu, daca un shield Arduino este conec-
tat si functional, consumul total de ener-
gie al placii poate depasi ceea ce poate
furniza USB-C. In acest caz, arhitectura
tip dioda-OR ideala a LTC4415 comuta
automat catre conectorul DC ca sursa de
alimentare.

- Lantul de alimentare furnizeaza diferite
linii de tensiune (3,3V, 2,5V si 5V), configu-
rabile prin jumperi.

« Siguranta si protectie
MAX32626 controleaza un driver de poarta
izolat, ADuM4120, care comanda un tranzistor
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I BMS - Battery Management System

N-FET conectat la un contactor extern
(montat, de exemplu, pe placa bateriei).
Acest ansamblu indeplineste o functie de
protectie, deoarece microcontrolerul poate
activa sau dezactiva MOSFET-ul prin
ADuM4120 pentru a deschide contactoa-
rele sia deconecta bateriile in caz de urgen-
td sau defectiune. Figura 2 ilustreaza o sche-
ma bloc care evidentiazd elementele esen-
tiale ale ESCU. Placa PCB are un format
compact, de 10 x 9 cm. Principalele inter-
fete suntilustrate in figura 3.

Vedere de sus a pldcii ESCU.

INFORMATII DESPRE SOFTWARE

Pe partea de software, ADI ofera o solutie
completa care include o interfata grafica cu
utilizatorul (GUI) open-source, utilizata pen-
tru comunicatia cu placa controlerului.

GUI suportd pana la trei dispozitive ADBMS
conectate intr-o arhitectura daisy chain.
GUI comunica cu microcontrolerul prin in-
termediul unui protocol de comunicatie
open-source bine definit, care poate fi ex-
tins cu usurinta. Protocolul defineste me-
sajele trimise catre microcontroler prin
portul serial.

Aceste mesaje sunt protejate prin verifica-
rea redundantei ciclice (CRC - Cyclic Redun-
dancy Check), permitand detectarea erorilor.
Mesajele ofera utilizatorului posibilitatea de
a se conecta si de a se deconecta de la mi-
crocontroler intr-un mod ordonat, de a seta
parametrii sistemului, de a efectua masura-
tori, de a activa si verifica defectiunile, pre-
cum si de a scrie orice comenzi necesare in
partea ADBMS. Codul de aplicatie din micro-
controler utilizeaza fire de executie RTOS
gratuite pentru a executa operatii paralele.

©ADI

Acest lucru este util, deoarece un thread de
masurare poate rula in paralel cu un thread
de verificare a defectiunilor, permitand im-
plementarea unor intervale de timp presta-
bilite pentru detectarea acestora.

O interfata software este livrata impreuna
cu placa controlerului BMS si este scrisa in
Python. Principalele sectiuni disponibile
pentru utilizator sunt:

1. Tab-ul“System” - pagina principald a apli-
catiei (figura 4). Permite stabilirea comuni-
catiei seriale cu PC-ul, selectarea numarului de

©ADI

m Tab-ul “System” al aplicatiei utilizatorului.


https://www.analog.com/en/products/ltc6820.html
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m Tab-urile de mdsurare BMS.

placi AFE conectate si configurarea interva-
lului de masurare si a pragurilor utilizate pen-
tru verificarea supratensiunii si subtensiunii.
Dupa apasarea butonului “Connect’, utili-
zatorul poate incepe masuratorile. Daca indi-
catoarele de stare ale sistemului devin verzi(ca
in figura 4), tab-urile de mdsurare apar in func-
tie de numarul de placi introdus de utilizator.

2. Tab-ul/tab-urile”BMS” —ilustrate in figu-
ra 5 - afiseaza masuratorile procesate de
ESCU pentru fiecare AFE conectat, tensi-
unile celulelor si ale pinilor GPIO, starea si
valorile de eroare furnizate de placa AFE.
Tensiunea celulei este, de asemenea,
reprezentatad grafic si trasata in timp real.

3. Tab-ul “Reference” - GUI include un
tab de referinta care afiseaza o diagrama
bloc a placii si schemele electrice.

Schemele si fisierele Gerber, impreuna cu
firmware-ul de evaluare, GUI si ghidul de
utilizare, sunt open-source si furnizate de ADI.

CONCLUZIE

Pe piata energiei, care evolueazd rapid,
exista o nevoie urgenta de BESS. Este ne-
voie de solutii complete, gata de imple-
mentare, dar si de sprijin pentru a accelera
timpul de lansare pe piata si pentru a evita
intarzierile neprevazute. ADI este pregdtita
sa raspunda acestei cereri de ESCU. Aceasta
placa oferd caracteristicile cheie necesare
pentru BESS si constituie o baza solida si
flexibila pentru dezvoltari ulterioare.

www.electronica-azi.ro

SISTEM DE STOCARE ENERGIEI

Cu solutia de control BMS de la ADI, utili-
zatorii vor putea:

— evalua simultan mai multe AFE-uri, deoa-
rece aceasta solutie vizeaza arhitecturi
modulare si scalabile. Nu este necesara o
placa suplimentara de transceiver isoSPI.

- depana sistemul BMS féra dificultati,
datoritd JTAG-ului integrat, LED-urilor de
stare, conectorilor si interfetelor diverse.

- reduce timpul de lansare pe piatd prin
utilizarea hardware-ului si software-ului
open-source.

- beneficia de o placa de control BMS echi-
pata cu functionalitatile esentiale pentru
BESS si cu flexibilitatea necesara pentru
dezvoltari viitoare.

Despre autori:
Paulo Roque este inginer aplicatii de sis-

teme in cadrul Grupului de stocare a ener-
giei, cu sediul in Limerick, Irlanda. Din
2013, activeaza la Analog Devices in di-
verse functii si pentru diferite produse, cel
mai recent in domeniul solutiilor magne-
tice. Paulo detine o diploma de licenta in
robotica de la Universitatea din Limerick.

Amina Joerg este inginer de aplicatii de
teren in cadrul echipei industriale, cu sediul
in Germania. Lucreaza la Analog Devices
din 2018, ocupand diverse functii, cel
mai recent in cadrul grupului Energy, ca
inginer de aplicatii de sistem. Amina
detine un master in inginerie electrica
de la Universitatea de Stiinte Aplicate
din Kempten.

= Analog Devices
www.analog.com

Vizitati https.//ez.analog.com

Referinte

“Lithium-lon Battery Energy Storage Solutions.”
Analog Devices, Inc., 2022.

“Energy Storage Solutions.” Analog Devices, Inc.
Amina Bahri. “AN-2093: ADBMS1818 Slave Module
Solution.” Analog Devices, Inc., 2021.
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Cabluri de alimentare spiralate
cu mufa unghiulara UNI-SCHUKO
de la compania Simech

In timpul lucrului zilnic cu dispozitive portabile, echipamente electrice usoare sau electronice
de consum, un rol important il joacd nu doar functionalitatea dispozitivului in sine, ci simodul
in care acesta este alimentat. Garantia confortului utilizatorului, sigurantei si durabilitatii
intregului sistem este un cablu de alimentare selectat corespunzator.

Avdnd aceste aplicatii in vedere, compania SIMECH a pregaitit o serie de cabluri de alimentare
spiralate cu un conector unghiular UNI-SCHUKQO, care functioneazd perfect oriunde este nevoie
de mobilitate, flexibilitate si fiabilitate.

CABLURI DE ALIMENTARE SPIRALATE
Oferta TME a fost extinsa pentru a include
cablurile de alimentare spiralate ale marcii
Simech - un producator polonez speciali-
zat in fabricarea cablurilor spiralate. Aceste
produse sunt disponibile cu 3 conductori
(maro, albastru, galben-verde) in sectiuni
transversale ale conductorilor variind de la
0,75mm?la 1,5mm? si doua variante de cu-
loare ale mantalei exterioare — negru si alb.

Producatorul ofera, de asemenea, doua ver-
siuni ale materialului mantalei exterioare:
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« PVC (clorura de polivinil) - rezistent la
flacard, ideal pentru aplicatii tipice de
interior;

- PUR (poliuretan) - caracterizat prin
rezistenta sporita la uleiuri, hidroliza si
microbi, permitand utilizarea in medii
industriale si laboratoare.

Cablurile sunt oferite cu o lungime spiralata
neextinsd cuprinsa intre 0,1 m si 1,5 m, iar
factorul de intindere depinde de materialul
mantalei exterioare folosit - pentru man-
taua din PVC, lungimea partii intinse variaza

intre 0,2 m si 3 m (proportional cu lungimea
initiald), iar pentru cablurile cu mantaua din
PURintre 0,25 msi 3,75 m.

Cablurile sunt terminate pe o parte cu un
conector unghiular UNI-SCHUKO CEE7/7
(E/F), iar pe partea de conectare la dispozitiv
cu conductori liberi, care pentru usurinta
instalarii au borne de tip clema KZ montate
din fabrica. Cablurile de alimentare spiralate
Simech sunt proiectate pentru a fi utilizate
in conditii tipice de mediy, iar intervalul de
temperatura de functionare fara deformare
permanenta este de la +5°C la +70°C.



XY@l CONECTORI/CABLURI

AVANTAJELE CHEIE ALE CABLURILOR SPIRALATE
Cablurile spiralate se remarca prin constructia lor
compacta, care permite economisirea spatiului si orga-
nizarea usoard la locul de munca. Datorita designului lor,
pot fi intinse pana la de doua ori lungimea lor initiald (in
cazul cablurilor cu manta PVC), oferind comoditate
atunci cand se lucreaza cu dispozitive mobile si portabile,
iar cand cablul este deconectat de la dispozitiv, acesta
revine automat la forma initiald, eliminand incurcarea
cablului. Tn plus, cablurile spiralate sunt rezistente la in-
doire repetata si deteriorari mecanice, crescand durabili-
tatea lor in utilizarea zilnica.

Toate aceste caracteristici fac din cablurile spiralate o so-
lutie practica si fiabild atat pentru medii casnice, ateliere/
laboratoare, cat si industriale.

OFERTA COMPLETA SIMECH LA TME

De ani de zile, Simech oferd produse care raspund
asteptarilor celor mai exigenti utilizatori, concentrandu-se
pe durabilitate, fiabilitate si conformitatea cu standardele.

Producatorul dezvolta continuu oferta sa, iar cablurile de
alimentare spiralate cu conector unghiular UNI-SCHUKO
sunt doar o parte din sortimentul catalogului TME, care
include si alte produse precum:

o cabluri de boxe
o cabluri spiralate de control
o cabluri de alimentare

Text elaborat de Transfer Multisort Elektronik
www.tme.eu/ro/news/about-product/page/70960/spi-
ralne-cabluri-de-alimentare-cu-mufa-unghiulara-uni-
schuko-de-la-compania-simech

m Transfer Multisort Elektronik
www.tme.eu
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DEZVOLTARE

O singura sursa cu si mai multe produse:
oferta DISTRELEC este disponibila la RS!

Oferta de produse Distrelec este acum disponibild pe site-ul ro.rsdelivers.com. Partenerul nostru,
RS Components a achizitionat Distrelec in iunie 2023. Aceastd achizitie a necesitat o perioadd
de tranzitie, care s-a incheiat cu succes!

Integrarea Distrelec in cadrul RS Group
aduce o extindere a portofoliului pentru
Aurocon COMPEC - distribuitor RS Compo-
nents in Romania. RS Group asigura conti-
nuitatea, dar si extinderea unei experiente
de achizitie eficiente pentru specialistii din
domeniu. Prin integrarea portofoliului de
produse Distrelec in platforma RS, clientii
beneficiaza de peste 750.000 de produse
tehnice de calitate de la peste 2.500 de
branduri de renume.

Aurocon COMPEC, distribuitor autorizat RS
Components in Romania, cu o experienta
de peste 30 de ani in domeniul distributiei
industriale, oferd acces la un portofoliu im-
presionant de peste 1.000.000 de produse
prin reteaua de parteneri. Gama variatd de
produse acopera categorii esentiale pentru
industriile moderne: componente electronice

si electrice, echipamente de automatizare,
cabluri si conectori, aparatura pentru tes-
tare si mdsurare, produse mecanice si scule
de calitate profesionala.

Avantajul colaborarii cu COMPEC consta
in posibilitatea de a achizitiona tot ceea ce
aveti nevoie dintr-un singur loc - simplifi-
cand procesul de aprovizionare, economi-
sind timp pretios si optimizand costurile.
Echipa COMPEC ofera suport specializat
pe tot parcursul procesului de achizitie -
de la consiliere tehnica, ofertare si plasa-
rea comenzii, pana la livrarea promptad a
produselor la adresa indicata.

COMPEC si desfasoara activitatea conform
celor mai inalte standarde de calitate si
siguranta. inca din anul 2001, compania a
implementat un sistem de management

integrat si este certificata pentru urmatoa-
rele standarde internationale: ISO 9001 -
Managementul calitatii, ISO 14001 - Mana-
gementul mediului, ISO 45001 - Sanatate
si securitate ocupationala.

RS Components este un furnizor global
de top, oferind o gama larga de produse
si solutii tehnice pentru domenii variate.
Compania pune accent pe inovatie, sus-
tenabilitate si digitalizare, avand o prezen-
ta puternicd in peste 30 de tari.

Prin platforma sa online, RS faciliteaza
procesul de achizitie, combinand rapidita-
tea cu un nivel inalt de incredere si eficien-
ta, contribuind astfel la dezvoltarea indus-
triei si la progresul tehnologic la nivel global.
Totodatd, prin gama proprie RS PRO,
clientii beneficiaza de produse de calitate,
adaptate cerintelor din industrie.

in urma tranzitiei, COMPEC si RS consolideazd angajamentul de a oferi clientilor din Romdnia acces rapid, sigur si eficient la cele mai
bune solutii tehnice disponibile pe piatd. Te invitdm sa descoperi noul portofoliu disponibil prin COMPEC si sd ne contactezi pentru orice

detalii, oferte sau suport tehnic.

Autor: Georgiana Nazare

Aurocon Compec | www.compec.ro
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Online

Mouser Electronics and Arduino Present Webinar
on Accelerating Intelligent Industrial Automation
Deployment with Arduino Pro

Mouser Electronics, Inc., the authorised
global distributor with the newest semi-
conductors and electronic components,
has teamed up with Arduino to provide
the engineering community with a new
webinar titled “How to Use Arduino to Go
Beyond Prototyping in Industrial Auto-
mation” This free-to-attend webinar will
take place on 30 September 2025 at
17:00 CET.

As industrial environments become in-
creasingly intelligent - with the wide-
spread adoption of edge Al, connected
sensors, and automated decision-making
- engineers are under increasing pressure
to deliver high-performance, reliable sys-
tems at a rapid pace.

This webinar explores how Arduino’s Pro
line enables developers to go beyond pro-
totyping, providing actionable insights
that allow them to quickly develop indus-
trial-grade solutions across automation,
predictive maintenance, and industrial
edge and Al applications.
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By taking part in this webinar, attendees
will learn more about:

o The common roadblocks that enterprises
face when transitioning from proof-of-
concept to real-world industrial deploy-
ment, such as integration challenges,
connectivity issues, and ensuring suffi-
cient reliability and performance

» How Arduino’s Pro line helps to overcome
these roadblocks by providing industrial-
grade hardware with extended environ-
mental tolerance, built-in support for
Modbus, CAN, Ethernet, Wi-Fi, and more,
along with cloud tools for remote updates,
monitoring, and deployment

« Field-tested applications in automation,
predictive maintenance, and Al that
highlight Arduino’s real-world
performance

o Featured products that support industrial
innovation, including:

- Arduino Portenta Proto Kit VE, which
offers high-density prototyping for
machine vision and compute edge
applications

— Arduino Portenta Proto Kit ME, a
modular prototyping solution for edge
Al, industrial control, and smart connected
system development

— Arduino Pro Opta Analog Expansion
Kit A0602, an expansion module for
Arduino Opta that adds six program-
mable inputs, two programmable out-
puts, and four PWM outputs

The webinar will be hosted by Mark Pat-
rick, Technical Content Director, Mouser
Electronics in EMEA, and will feature Zaki
Medina, Enablement and Training Advisor,
Arduino, as the guest speaker.

» To watch the webinar live or to receive
a recording of the webinar when it
becomes available, visit
https://emea.info.mouser.com/arduino-
beyondprototypingwebinar-emea/.

¢ To learn more about Arduino, visit
https://eu.mouser.com/manufacturer/
arduino/.

Mouser Electronics
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THIS MONTH'S HIGHLIGHTS

Mouser Electronics and Arduino
Present Webinar on Accelerating
Intelligent Industrial Automation
Deployment with Arduino Pro

Mouser Electronics, Inc., the industry’s
leading New Product Introduction (NPI)
distributor with the widest selection of
semiconductors and electronic compo-
nents™, equips electronic design engi-
neers with the latest cybersecurity and
product knowledge in its comprehensive
security resource centre. As technology
advances, so do the methods of cyber-
criminals, demanding innovative and
adaptable defence strategies. Two promi-
nent and increasingly complex issues in
today’s landscape are the rise of gener-
ative Al phishing and the rapid growth of the
Internet of Things (loT). These challenges
emphasise the need for both technological
solutions and heightened human aware-
ness to ensure digital safety.

To visit the online resource centre, go to:
https://resources.mouser.com/security/.
The field of cybersecurity has quickly
evolved in response to the increasing so-
phistication of digital threats. Generative Al,
forinstance, is reshaping the phishing land-
scape by creating personalised, grammati-
cally accurate, and contextually relevant

www.electronica-azi.ro

attacks at scale. At the same time, the rapid
deployment of IoT devices often leads to
limited processing power, infrequent patch
cycles, and suboptimal security configura-
tions, leaving many devices and connected
systems unprotected. Addressing these vul-
nerabilities requires a rigorous approach to loT
defence measures and component selection.
These potential threats highlight the critical
importance of modern cybersecurity models
like zero-trust architecture. This approach
requires verification for all access requests,
taking into account identity, contextual fac-
tors, and real-time risk assessments.
Mouser stocks the industry’s widest selec-
tion of semiconductors and electronic com-
ponents, including the following products
and solutions for security applications:
The STM32N6 high-performance microcon-
trollers from STMicroelectronics are powered
by the Arm® Cortex®-M55, running at
800MHz. These MCUs introduce Arm He-
lium™ vector processing for DSP capabilities
and feature the ST Neural-ART accelerator™, an
in-house NPU designed for power-efficient
edge Al applications. The MCUs support

real-time neural network inference for com-
puter vision and audio tasks, making them
ideal for automotive, smart home, and per-
sonal healthcare applications.

The AR0145CS Hyperlux™ SG image sensors
by onsemi are 1/4.3” CMOS digital image
sensors with an active-pixel array of 1280 (H)
x 800 (V). They incorporate an innovative
global shutter pixel design optimised for ac-
curate and fast capture of moving scenes.
The AR0145CS produces extraordinarily
clear, sharp digital pictures and can capture
both continuous video and single frames,
which makes the sensors the perfect choice
for a wide range of applications, including
scanning and industrial inspection.

The S2GO SECURITY OPTIGA™ Trust X Shield
2Go board by Infineon Technologies is a
“plug and play” prototyping board featuring
the OPTIGA Trust X security controller. This
turnkey security solution for industrial auto-
mation, smart homes, and consumer de-
vices protects authenticity, integrity, and
confidentiality through mutual authentica-
tion, secured communication, data store
protection, and platform integrity protection.
The EdgeLock A5000 Secure Authenticator
from NXP Semiconductors offers Common
Criteria EAL 6+ certified security, with sym-
metric and asymmetric crypto. The A5000
is used for simple authentication, comple-
menting NXP’s EdgelLock secure element
family portfolio.

Mouser Electronics
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Deca and Silicon Storage Technology Announce Strategic
Collaboration to Enable NVM Chiplet Solutions

As traditional monolithic chip designs
grow in complexity and increase in cost,
the interest and adoption of chiplet tech-
nology in the semiconductor industry also
increases. Deca Technologies and Silicon
Storage Technology® (SST®), a subsidiary
of Microchip Technology Inc., announced
today that they have entered into a strate-
gic agreement to innovate a comprehen-
sive non-volatile memory (NVM) chiplet
package to facilitate customer adoption of
modular, multi-die systems.

Enabling Modular NVM Chiplets Through
Collaborative Integration

This collaboration combines Deca’s M-
Series™ fan-out and Adaptive Patterning®
technologies with SST’s industry-leading
SuperFlash® embedded flash technology.
The companies are applying their system-
level integration expertise to deliver a bun-
dled offering that empowers customers to
design, verify and commercialize NVM chi-
plets. By enabling greater architectural
flexibility, the solution offers both technical
and commercial advantages over tradi-
tional monolithic integration.

The collaborative solution provides a modular,
memory-centric foundation for advanced
multi-die architectures by combining the
strengths of both companies. The chiplet
package leverages SST's SuperFlash tech-
nology, along with the interface logic and
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physical design elements required to func-
tion as a self-contained chiplet. This is paired
with Adaptive Patterning-based redistribu-
tion layer (RDL) design rules, simulation flows,
test strategies and manufacturing paths
through Deca’s ecosystem of qualified
partners.

From Design to Manufacturing: Enabling
Faster Adoption of Chiplets

Building on this foundation, Deca and SST
will jointly support customers from early
design through qualification and proto-
type manufacturing. By streamlining in-
tegration and accelerating design cycles,
the companies aim to enable broader
adoption of heterogeneous integration,
engaging with customers globally to bring
chiplet solutions to market.

Chiplet technology offers significant advan-
tages in semiconductor design and man-
ufacturing by enabling a more-than-Moore
approach. Designers can go beyond tradi-
tional scaling to deliver enhanced function-
ality and performance and get products to
market faster. Chiplets allow the reuse of
existing IP and can facilitate the mixing of
advanced process nodes with less expen-
sive legacy geometries. By utilizing the
most appropriate die technology for a par-
ticular function, chiplets provide a versatile,
efficient and economical pathway for ad-
vanced semiconductor innovation.

“Chiplet integration is reshaping how the in-
dustry thinks about performance, scalability
and time to market,” said Robin Davis, VP
of Strategic Engagements & Applications
at Deca. “Our partnership with SST em-
powers customers to develop a chiplet solu-
tion that combines different chips, process
nodes, sizes and even die from multiple
foundries delivering more efficient and cost-
effective products.”

“As our customers push the boundaries of
Moore’s Law, they are expressing greater in-
terest in chiplet- based solutions,” said Mark
Reiten, Vice President of Microchip’s licen-
sing business unit. “This partnership aims to
deliver a comprehensive package of IF, simu-
lation tools and advanced assembly and
engineering services necessary for successful
chiplet development and productization.”

Pricing and Availability

Customers interested in SST's SuperFlash
technology should access the SST website
or contact a regional SST sales executive
for more information and details of our
NVM chiplet solutions. Those interested in
Deca’s technology and offerings should
visit the Deca website or reach out to
Deca’s marketing contact.

Microchip Technology
Deca Technologies
Silicon Storage Technology (SST)
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TLR1901GXZ:
Delivering Industry-Leading Ultra-Low Circuit Current

ROHM'’s ultra-compact CMOS Operational Amplifier (op amp)
TLR1901GXZ achieves the industry’s lowest operating circuit m
current. This IC is optimized to be applied as a measurement

sensing amplifier in size-constrained applications such as

handheld measurement instruments, wearable devices, and in-

door motion detectors. (Figure 1)

As the demand continues to grow for more sophisticated control
in battery-driven devices, the importance of sensors that detect
parameters such as temperature, humidity, vibration, pressure,
and flow rate - along with the op amps used to amplify these sen-
sor signals — continues to rise. At the same time, greater minia-
turization and energy savings in applications is a necessary step
to realizing a sustainable society - placing similar demands on
individual devices as well.

TLR1901GXZ features

In response to these evolving market needs, ROHM has advanced
its process, packaging, and proprietary Nano Energy™ circuit
technologies to develop an op amp that addresses three key re-
quirements: lower power consumption, higher accuracy, and
compact size.
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The newly developed TLR1901GXZ
achieves an ultra-compact footprint of
less than Tmm? by adopting a WLCSP
(Wafer Level Chip Scale Package) with a
fine ball pitch of 0.35mm while delivering
an industry-leading low operating current
of 160nA (typ.). This not only contributes
to high-density mounting in space-con-
strained applications, but also to a signifi-
cantly extended battery life.

Moreover, the TLR1901GXZ features an ex-
ceptionally low input offset voltage of just
0.55mV (max.), one of the best among ultra-
low current op amps. This represents an ap-
proximate 45% reduction compared to
typical products on the market. A maxi-
mum input offset voltage temperature drift
of 7uV/°C ensures high accuracy operation
over the operating temperature range.

The MCRO004 series

Design flexibility can be further enhanced
by pairing the op amp with ROHM’s ultra-
compact general-purpose resistors, such
as the MCR004 (0402 metric / 01005 inch)
and MCR006 (0603 metric / 0201 inch), for
applications like gain adjustment.

The MCR004 series lineup includes the
MCROO4E - an environmentally friendly,
fully lead-free option designed to support
sustainable designs.

Figure 3: Key Product Characteristics
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THIS MONTH'S HIGHLIGHTS

Adapter boards featuring SSOP5 package
ICs are offered as well to support initial
evaluation and replacement assessments.

Going forward, ROHM will continue to pur-
sue further power savings in op amps by
advancing both miniaturization and origi-
nal ultra-low power technologies. At the
same time, we are committed to improv-
ing device performance by reducing noise
and offset, expanding power supply volt-
age ranges, and contributing to solving
social issues through more precise appli-
cation control. (Figure 2)

Application Examples

- Consumer devices: wearables, smart
devices, motion sensors, etc.

- Industrial equipment: gas detectors, fire
alarms, handheld measurement instru-
ments loggers, environmental sensors
for loT, etc.

Online Sales Information

Sales Launch Date: Now
Online Distributors: DigiKey and Mouser

- Applicable Part No: TLR1901GXZ-E2
- IC-Mounted Adapter Board:
TLR1901GXZ-EVK-001

What is Nano Energy™ Technology?
Nano Energy™ refers to proprietary ultra-
low current consumption technology that
achieves a current consumption on the
order of nano ampere (nA) by combining
advanced analog technologies covering
circuit design, layout, and processes utilizing
ROHM'’s vertically integrated production
system.

This contributes not only to extending op-
erating time of battery operated loT and
mobile devices, but also improving effi-
ciency in industrial and automotive equip-
ment where increased power consumption
is problematic.
https://www.rohm.com/support/nano

ROHM Semiconductor
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Silicon Labs' FG23L Wireless SoC Now Generally Available,
Offering Best Price/Performance for Sub-GHz loT

Silicon Labs, the leading innovator in
low-power wireless, announced that the
FG23L wireless SoC, the newest addition
to its Series 2 portfolio, will be generally
available on September 30. Developer
kits are available now. The FG23L brings
Silicon Labs’ Sub-GHz leadership to a
new level, delivering secure long-range
connectivity at a fraction of the cost. By
balancing essential performance with
unmatched affordability, it opens Sub-
GHz loT to broader markets and higher-
volume applications.

“The FG23L extends Silicon Labs’ proven
Sub-GHz leadership into the high-volume,
cost-sensitive segment of the market,” said
Ross Sabolcik, Senior Vice President of
loT Products at Silicon Labs. “By delivering
the best-in-class combination of range, effi-
ciency, and security at the industry’s most
competitive price-performance, we're en-
abling customers to bring more connected
devices to market faster and at lower cost
than ever before.”

Extending Silicon Labs’ Leadership in
Sub-GHz loT Connectivity

As demand grows for long-range, cost-op-
timized wireless loT solutions in industrial
automation, smart cities, and building
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automation, the FG23L is purpose-built to
help customers meet these needs with
higher performance and lower system
cost. Where competitive offerings often
force tradeoffs between range, security, or
efficiency, the FG23L delivers on all three.

With a best-in-class link budget of ~146 dB,
the FG23L provides up to twice the range
of comparable devices. Its combination of
+20 dBm transmit power, high receiver sen-
sitivity, and ultra-low power consumption
enables reliable connectivity and over 10
years of battery life - critical for large-scale
loT deployments where device longevity
and total cost of ownership matter most.

Delivering the Industry’s Best Value for
Secure, Long-Range loT

The FG23L integrates a 78 MHz Cortex-M33
core, dual-core wireless architecture, and
Secure Vault™ Mid security to deliver ad-
vanced compute performance, robust con-
nectivity, and protection against evolving
security threats. Developers benefit from a
rich peripheral set, 23 GPIOs, and stream-
lined design tools, including Simplicity Stu-
dio 5 and the Radio Configurator, which
accelerate development and reduce com-
plexity across global Sub-GHz bands.

This unique combination of performance,

energy efficiency, and affordability gives
customers the ability to scale loT deploy-
ments faster and more cost-effectively.
From industrial sensors, building automa-
tion, and smart city infrastructure to agricul-
tural loT and electronic shelf labels (ESLs),
the FG23L empowers manufacturers to de-
sign connected products that compete
more effectively in cost-sensitive markets.
Developers also have a seamless migration
path from FG23L to FG23 and other Sub-
GHz parts from Silicon Labs in case they are
looking for more memory, more features,
higher performance, or lower power.

FG23L Developer Kits Available Now, Full
Availability on September 30

The EFR32FG23L wireless SoCs will be gen-
erally available on September 30, and sup-
porting development kits are now
available worldwide through Silicon Labs'’
distribution partners and www.silabs.com.
Read “Not all Sub-GHz is created Equal. See
the Difference” on the Silicon Labs blog to
learn more about how the FG23L re-
inforces Silicon Labs’ commitment to de-
livering secure, intelligent wireless
technology that empowers innovators to
build a more connected world.

Silicon Labs


https://international.electronica-azi.ro/
https://international.electronica-azi.ro/
https://international.electronica-azi.ro/silicon-labs-fg23l-wireless-soc-now-generally-available-offering-best-price-performance-for-sub-ghz-iot/



https://www.lthd.com

Online

Vector launches SDx Cloud: Scalable Platform
for Software-Defined Systems

Vector is expanding its portfolio with the
SDx Cloud, a scalable platform for devel-
oping software-defined systems and inte-
grating connected services end-to-end.
The solution addresses the increasing
complexity of modern system architec-
tures and enables seamless development
and operation - from ECU level to the cloud.
With the SDx Cloud, Vector transfers its long-

standing embedded software expertise
into the cloud - making it accessible also
beyond the automotive industry. The plat-
form focuses on seamlessly connecting
physical systems — such as Software-Defined
Vehicles (SDVs) - with cloud infrastructures.
Based on Vector’s proven software frame-
works, the SDx Cloud significantly simplifies
integration between ECUs and backends.

IAR enables agile automotive development on
Renesas RH850/U2A MCU with MCAL support

IAR announces that Renesas has released
its new RH850/U2A MCAL (Microcon-
troller Abstraction Layer) package qual-
ified for mass production, with support
for the IAR toolchain for RH850 (v2.21.2
FS). The Renesas RH850/U2A microcon-
troller family is designed for automotive
applications that demand high perform-
ance, functional safety, and low power
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consumption. The RH850/U2A is well-
suited for systems such as ADAS, body
control, and electric vehicle platforms.
The MCAL package for RH850/U2A ASIL D
MP is now available through Renesas. It in-
cludes configuration and sample drivers
based on AUTOSAR R22-11 and supports
IAR’s compiler as a qualified toolchain for
production projects.

Developers benefit from tight integration
with MICROSAR Connect, Vector's embed-
ded software for connected vehicle func-
tions. This combination abstracts the
complexity of embedded software, offering
a distinct advantage over generic loT plat-
forms. OEMs gain a flexible platform that in-
tegrates existing Vector solutions and
supports the development of customer-
owned connected services - built internally
or in collaboration with partners.

The SDx Cloud includes the following

core features, combining embedded and

cloud components:

« OTA software updates - Reliable
deployment of new functions

» Remote diagnostics (SOVD-based) —
Efficient fault analysis and resolution

+ Vehicle-cloud communication interface
- Real-time data exchange and control

« Intrusion detection - Enhanced cyber-
security for connected systems

+ Device & service management — Scalable
user and function orchestration

Vector

As the automotive industry transitions to-
ward Software-Defined Vehicles (SDVs), the
demand for embedded MCAL solutions
continues to grow. SDVs rely heavily on em-
bedded systems to deliver core functions,
from vehicle control to over-the-air updates
and driver assistance. In this environment,
the MCAL layer plays a crucial role by pro-
viding a consistent abstraction between
software and hardware. This simplifies in-
tegration, promotes reusability across ve-
hicle models and platforms, and supports
the level of safety, security, and flexibility re-
quired in modern automotive software de-
velopment. The latest RH850/U2A MCAL
package enables developers to use IAR’s
toolchain in production environments where
code quality, compliance, and tool stability
are essential. It helps reduce development
time and simplifies integration across differ-
ent application domains.

IAR and Renesas have collaborated since the
1980s. IAR's embedded platform currently
supports more than 4,000 Renesas devices
across product families, including RA, RX,
RL78, RH850, RZ, and RISC-V.

IAR
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ADI and NVIDIA Deepen Joint Effort to Advance
Physical Intelligence in Humanoid Robotics

This Week, NVIDIA announced the GA of
Jetson Thor, and Analog Devices, Inc. (ADI)
is spotlighted for it’s role in accelerating
the development of humanoids.

Humanoid robots are moving closer to
real-world deployment - and their pro-
gress depends on physical intelligence and
real-time reasoning. ADI enables “physical

intelligence,”a trend where Al systems per-
ceive, reason, and act in the physical world
with high fidelity and efficiency. The com-
pany’s expertise in edge sensing, precision
motion control, power integrity, and deter-
ministic connectivity, together with Jetson
Thor's advanced compute capabilities, can
make this possible.

Kontron collaborates with Qualcomm on
Cutting-Edge 5G FRMCS Modem for MORANE 2

Kontron AG, a leading global provider of
loT/Embedded Computing Technology
and 5G cellular modems, is proud to an-
nounce a collaboration with Qualcomm
Technologies, Inc. to develop a next-gen-
eration 5G FRMCS (Future Railway Mobile
Communication System) PC3 modem tai-
lored for the MORANE 2 European railway
communications initiative.

FRMCS will be the 5G standard for railway
operational communications, adaptable to
the needs and requirements of rail organi-
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zations within Europe and beyond.

The Kontron 5G FRMCS modem is based on
the Snapdragon® X72 5G Modem-RF Sys-
tem, which delivers unparalleled perform-
ance, reliability, and energy efficiency,
making it the ideal foundation for FRMCS
deployments in rail environments. Key ad-
vantages include:

« Dedicated 5G railway communication
frequency bands n100 (900 MHz FDD, BW
5 MHz), and n101 (1900 MHz TDD, BW 10
MHz), and public n28 frequency band

NEWS IN BRIEF

ADI + NVIDIA Joint Effort:

« ADI & NVIDIA are accelerating the devel-
opment of reasoning-enabled robots by
integrating ADI’s high-fidelity signal chains
with NVIDIA's Holoscan Sensor Bridge and
Isaac Sim. By embedding robotics founda-
tion models into the ADI development
stack, ADI closes the Sim2Real gap so the
company’s hardware behaves in Isaac Sim
as it will in the real world.

« Today's news builds on ADI’s broader
work with NVIDIA, including an MOU (ref-
erenced in ADI’s earnings last week), to
drive innovation in Al and robotics. ADI’s
contributions—such as novel multimodal
tactile sensing, high-accuracy IMUs, joint
encoders, and deterministic connectivity
via technologies like GMSL—play a critical
role in enabling physical intelligence
within Al models. This ensures robots can
perform dexterous manipulation and pre-
cise tasks in dynamic environments (e.g.,
factory floor, operating room, etc.).

Check out ADI's blog post here for more in-
formation.

Analog Devices

Kontron AG will lead the design and devel-
opment of the 5G FRMCS modem, integrat-
ing the Snapdragon X72 5G Modem-RF
System into a ruggedized, railway-compli-
ant solution. This modem will play a key role
in enabling security-focused, high-speed,
and more reliable communication across
European rail networks, supporting both
operational and passenger services.

“We are excited to partner with Qualcomm
Technologies to bring the power of 5G to the
railway sector,” said Hannes Niederhauser,
CEO of Kontron AG. “The Snapdragon X72 5G
Modem-RF System offers the performance
and resilience needed for MORANE 2. To-
gether, we are setting a new benchmark for
railway communications.”

“We are pleased to announce this 5G FRMCS
modem collaboration with Kontron — an im-
portant development in the transformation of
European railway systems through enhanced
connectivity,” said Enrico Salvatori, Senior
Vice President and President of Qualcomm
Europe, Inc. “Like all Qualcomm modems, the
Snapdragon X72 5G Modem-RF System is
engineered for exceptional performance, reli-
ability and efficiency, making it an ideal solu-
tion for rail operations.”

Kontron
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Infineon releases 12 kW high-density power supply unit
(PSU) reference design for Al data centers and servers

Infineon Technologies is introducing a 12
kW reference design for high-perform-
ance power supply units (PSUs), specifi-
cally designed for Al data centers and
server applications. The reference design
offers high efficiency and high-power
density, and leverages all relevant semi-
conductor materials silicon (Si), silicon
carbide (SiC) and gallium nitride (GaN). It
is aimed at research and development
engineers, hardware designers, and de-
velopers of power electronics systems.

“In the ongoing quest of the increased energy
demand of artificial intelligence, Infineon’s
contribution is to provide power solutions with
the highest conversion efficiency to preserve
every single possible Watt” said Richard
Kunci¢, Senior Vice President and General
Manager Power Switches at Infineon. “Our
new 12 kW high-density power supply unit ref-
erence design is using advanced power con-
version topologies and therefore utilizing
CoolMOS™, CoolSiC™ and CoolGaN™ which
allows the PSU to release the full potential in

energy efficiency, reliability, and power den-
sity. We are proud to be at the forefront of
powering Al”

To achieve high-performance levels, the de-
sign leverages advanced power conversion
topologies in both the AC/DC and DC/DC
power stages. The front-end AC/DC con-
verter features a 3-level flying capacitor in-
terleaved power factor correction (PFC)
topology, delivering peak efficiency above
99.0 percent while reducing magnetic com-
ponent volume. This is achieved by Infi-
neon’s CoolSiC technology, which offers
high switching performance and excellent
thermal properties. The isolated DC/DC con-
verter features a full-bridge LLC resonant
converter and offers peak efficiency above
98.5 percent, enabled by using two planar
high-frequency transformer and Infineon’s
CoolGaN technology. These architectures,
combined with Infineon’s latest wide-band-
gap technologies, achieve a power density
of up to 113 W/in®. Another key feature of
the 12 kW PSU reference design is the bidi-
rectional energy buffer, which is integrated
into the overall power supply topology. This
converter enables compliance with hold-up
time requirements while significantly reduc-
ing capacitance requirements.

Infineon Technologies

AEC-Q100 qualified multiplexers (NMUX27518) from Nexperia
provide superior reliability in automotive applications

Nexperia announced the latest addition to its
portfolio of AEC-Q100 (grade 1) qualified
devices that deliver the reliability required
for demanding automotive applications.
The NMUX27518-Q100 is a bidirectional 6-
channel 2:1 multiplexer, making it ideal for
enabling memory expansion via a qSPI port
in safety-critical in-vehicle applications
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like the advanced driver assistance sys-
tems (ADAS) domain controller, the auto-
motive head unit and telematics control
units. The NMUX27518is a standard version
of this switch that can also be used for audio
and video signal routing in consumer and
enterprise applications like notebooks,
tablets, motherboards and rack servers.

The NMUX27518 and NMUX27518-Q100
are the industry’s first multiplexers to oper-
ate from an extended 1.08V to 3.63V voltage
range. Furthermore, they can accommodate
both digital and analog signals and can
transmit signals up to the supply voltage
level (VCQ) in either direction. Two control
pins, which simultaneously control three 1:2
multiplexers, are compatible with 1.8V logic
thresholds and are also backward compat-
ible with 2.5V and 3.3V logic thresholds,
while unused outputs can be placed in a
high-impedance state. The 500MHz band-
width of these switches is twice that of sim-
ilar competing devices to better preserve
fast rise and fall times. In addition, low port
skew (150ps typical) between channels
helps with optimizing setup and hold times.
The NMUX27518 and NMUX27518-Q100
come in a plastic thin shrink small outline
package with 24 leads (TSSOP24) that has a
body width of only 4.4mm. They are also
available in a plastic thermal enhanced lead-
less very thin quad flat package with 24 ter-
minals (HWQFN24) that have 0.5mm pitch and
4mm x 4mm x 0.75 mm body dimensions.
Nexperia
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THL 40WI series: Traco Power quality in a cost
efficient design - 40 Watt DC/DC converter

The THL 40WI series extends Traco
Power’s existing DC/DC converter port-
folio with 40 Watt, 1” x 1” package con-
verters. With the focus on combining cost
efficiency and quality this isolated high
performance DC/DC converter series is
suitable for many different applications.

The series comes in an encapsulated,
shielded 1” x 1” x 0.43"” metal package
and offers integrated remote on/off and
trim functions.

High efficiency up to 93% enables the
converter to operate from -40°C to +65°C
without derating.

NEWS IN BRIEF

All models have a wide 4:1 input voltage range
and precisely regulated, isolated outputs.
The series meets the latest IT safety certi-
fications (UL 62368-1) and is suitable for
uses in mobile equipment, instrumenta-
tion, distributed power architectures in
communication and industrial electronics
and everywhere where cost efficiency and
quality are critical factors.

+ 40 Watt converterin a 1"x1” metal
package

«  Cost efficient design
Wide 4:1 input voltage range: 9-36 and
18-75VDC
Operating temperature range
-40 to +65 °C without derating
1500 VDC I/O-isolation

- Protection against overload,
overvoltage and short circuit

«  Remote On/Off and Trim function
Optional heatsink for increased
temperature capabilities
3-year product warranty

Traco Power

Wiirth Elektronik expands its range of filter chokes with the WE-CMDC series

Space-Saving EMC Solution

Small chokes with a big interference

suppression effect: WE-CMDC - now also

available in 7060, 9070, and 1513 packages.

Wiirth Elektronik expands its family of
common-mode data lines chokes. The new
component packages of the WE-CMDC
series enable effective noise suppression
atarated current up to 10A, making these
compactfilter components ideal for modern
high-current applications.

Now available in 7060, 9070, 1513, and
1211 packages, the compact WE-CMDC
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© Wiirth Elektronik

series of common-mode data line filters
features an especially flat profile and high
impedance up to 2,500 ohms. They have
been specifically developed for DC power
supplies, DC/DC converters, as well as for
data and signal lines, and are qualified to
AEC-Q200 Grade 1. Their compact design
and height between 3.5 and 6 mm makes
the WE-CMDC chokes ideal for space-sen-

sitive designs without compromising on
performance.

The compact filter components are ideal for
applications in industrial electronics, includ-
ing power supplies, automation, and control
systems. Manufacturers of telecommunica-
tions equipment such as routers, gateways,
and PoE systems, as well as providers of
household appliances, loT products, wear-
ables, and smart home solutions, also bene-
fit from the enhanced electromagnetic
interference suppression options.

The expanded product range once again
demonstrates Wurth Elektronik’s out-
standing position in the field of EMC. For
this often challenging area, the manufac-
turer offers not only the suitable compo-
nents but also design support and advice.
“By constantly bringing new values and op-
tions to the market, we align our product offer-
ing to market and application needs” explains
Alexander Gerfer, CTO at Wiirth Elektronik
eiSos. “True to our claim ‘More than you expect;
we are constantly expanding our range so that
every customer can find exactly the compo-
nent in the catalog that best suits their design.”
Wiirth Elektronik eiSos
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iDEAL Semiconductor Announces 200 V Family of SuperQ-based
MOSFETs With Industry-Leading Cost x Performance

iDEAL Semiconductor has announced the
first of its 200V family of SuperQ™-based
MOSFETs has entered mass production,
with four additional 200V devices now
sampling.

SuperQ is the first major advance in silicon
MOSFET technology in more than 25
years, breaking through long-standing
limits in switching and conduction.

It delivers a step-change in performance
and efficiency while preserving the core
advantages of silicon: ruggedness, high-
volume manufacturability, and proven re-
liability at 175°C.

The first 200V device to reach mass pro-
duction, the iS20M028S1P, is a 25mQ MOS-
FET in a TO-220 package. iDEALs lowest
-resistance 200V devices, now sampling in

TOLL and D?PAK-7L, achieve a maximum
RDS(on) of just 5.5 mQ. This sets a new per-
formance benchmark, delivering resistance
that is 1.2x lower than the current market
leader and 1.7x lower than the next-best
competitor.

“By expanding SuperQ into 200 V, iDEAL is
proving that silicon innovation is far from
over” said Mark Granahan, CEO and
Founder of iDEAL Semiconductor. “These re-
sults show that we can deliver the lowest re-
sistance and superior switching behavior
while maintaining the manufacturability, re-
liability, and cost advantages of silicon. It's a
major milestone for our company and for cus-
tomers looking to push efficiency forward.”

Target applications for the 200 V SuperQ
family include motor drives, LED lighting,
battery protection, Al servers, isolated
DC/DC power modules, USB-PD adapters,
and solar. With devices now in production
and industry-leading samples available,
iDEAL is accelerating engagement with cus-
tomers across high-growth power markets.

iDEAL Semiconductor

Toshiba launches 650V 3rd generation SiC MOSFETs in compact TOLL package

Toshiba announces the release of three new
650V silicon carbide (SiC) MOSFETs, which
incorporateits latest 3" generation SiC MOS-
FET chips.TheTW027U65C, TW048U65C, and
TWO083U65C are housed in a surface-mount
TOLL package and are designed to reduce
switching losses in industrial equipment.
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They are suitable for a wide range of de-
manding power applications, including
switched-mode power supplies (SMPS) in
servers, data centres and communications
equipment, uninterruptible power supplies
(UPS), EV charging stations, and power
conditioners for photovoltaic (PV) inverters.

Compared to lead-inserted packages, such
as the TO-247 and TO-247-4L(X), these new
devices significantly reduce volume by
more than 80%. This substantial miniaturi-
sation directly contributes to improved
equipment power density. Furthermore,
the surface mounting capability of the TOLL
package allows for the use of smaller para-
siticimpedance components, including re-
sistors and inductors, which in turn leads to
a reduction in switching losses.

The TOLL package is a 9-pin, 4-terminal
package designed to facilitate the use of a
Kelvin connection for its signal source ter-
minal for the gate drive. This advanced de-
sign minimises the influence of inductance
in the source wire within the package,
thereby achieving high-speed switching
performance. For example, the TW048U65C
demonstrates a notable reduction in turn-
on loss (Eon) of approximately 55% and
turn-off loss (Eoff) of around 25% compared
to Toshiba’s equivalent product that uses
the TO-247 package without a Kelvin con-
nection. This improvement directly contrib-
utes to reducing power loss in equipment.

Toshiba Electronics Europe
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Infineon signs MoU with Lingji to develop high-performance
gallium nitride (GaN)-based inverters for light electric vehicles

Infineon Technologies and Lingji Innova-
tion Technology Co., Ltd., a subsidiary of
Ninebot, signed a Memorandum of Un-
derstanding (MoU) to further drive gal-
lium nitride (GaN) technology in the area
of light electric vehicles (LEV). Infineon
provides premium quality GaN products
supporting Lingji to develop high-per-
formance electric two-wheeler inverter

systems based on Infineon’s new-gener-
ation CoolGaN™ G5 power transistors to
drive advancements in energy efficiency
and performance.

Specializing in smart control technologies,
Lingji will leverage the high-switching
frequency and high-efficiency performance
of Infineon’s CoolGaN G5 power semicon-
ductors, combined with its self-developed

intelligent algorithms, to target improved
drivetrain efficiency, breakthrough power
density levels, and compliance with official
requirements for range and size. Consid-
ering China’s new standard, that e-Scooter’s
plastic mass shall not exceed 5.5% of ve-
hicle mass, GaN became a preferred choice
as it can reduce the number of passive com-
ponents for space optimization. The MoU
aims to design GaN motor drive technol-
ogies to optimize solutions for 48V-72V
wide-voltage adaptation and inverter con-
trol, providing compact, highly compatible
core components for high-end models and
shared mobility scenarios.

GaN power semiconductors are being
adopted globally in industrial, automotive,
consumer, and computing & communica-
tion applications, such as power supplies
for Al systems, solar inverters, chargers and
adapters or motor control systems.

Infineon Technologies

Infineon expands OptiMOS™ 6 portfolio with 150 V MOSFETSs in
TOLL, TOLG, and TOLT packages to drive vehicle electrification

With the increasing electrification of ve-
hicles worldwide, the demand for highly
efficient, compact, and reliable power sys-
tems continues to grow — not only in pas-
senger cars but also in electric
two-wheelers. These vehicles require spe-
cial systems, such as HVLV DC/DC con-
verters at xEVs and traction inverters at
electric two-wheelers, which must meet
high-quality standards while also fulfilling
considerable technical, commercial, and
manufacturing challenges. To address
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these demands, Infineon Technologies AG
has expanded its OptiMOS™ 6 portfolio by
introducing the Automotive 150 V MOS-
FET family. These new devices are spe-
cially developed to meet the demanding
requirements of modern electric vehicles
and are available in three advanced pack-
age options: TOLL, TOLG, and TOLT.

The new automotive MOSFET family, based
on Infineon’s 6th generation OptiMOS tech-
nology, offers two different drain-source re-
sistance levels across all device variants. All

variants are rated for the 150V voltage class
and deliver the lowest RDS(on) available in
this class, reaching as low as 2.5 mQ. This en-
ables minimal conduction losses and excel-
lent efficiency. The tight distribution of the
gate threshold voltage (VGS(th)) supports
optimal synchronization when multiple
MOSFETs are used in parallel configurations,
which is particularly relevant for high-power
automotive systems. The devices also fea-
ture low switching losses up to high
frequencies, allowing for highly efficient op-
eration in fast-switching applications such
as modern DC/DC converters. In terms of
thermal performance, the variants achieve
a thermal resistance as low as 0.4 K/W. This
significantly improves heat dissipation, re-
duces system-level cooling requirements,
and lowers associated expenses.

Each of the three package types offers spe-
cific advantages: the TO-Leadless (TOLL)
10x12 mm? enables a compact design. The
10x12 mm>TOLG package is footprint-com-
patible with TOLL, with the additional fea-
ture of gullwing leads for high robustness
against thermal-mechanical stress.

Infineon Technologies
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New at Mouser: onsemi AF013x Hyperlux ID 1.2MP iToF Sensors
for Industrial Automation and Machine Vision Applications

Mouser Electronics, Inc., the authorized
global distributor with the newest elec-
tronic components and industrial automa-
tion products, is now shipping the new
AF013x Hyperlux™ ID 1.2MP indirect time
of flight (iToF) sensors from onsemi. The
AF013x are matrix sensors for 3D imaging
of fast-moving objects for factory automa-
tion, drones, computing, metrology, ro-
botics, machine vision, biometrics, future
retail, intelligent logistics, and 3D mod-
eling applications.

The onsemi AF013x Hyperlux series, avail-
able from Mouser, are real-time, indirect
time-of-flight (iToF) sensors offering high
precision, long-distance measurements and
3D imaging of fast-moving objects using
onsemi’s new proprietary global shutter
pixel architecture and on-board storage.
Featuring a 1/3.2” optical format and on-
chip dual laser driver controls, onsemi’s Hy-
perlux sensors offer modulation frequencies
up to 200MHz, and laser eye-safety thres-
holds, with back-side illuminated (BSI)

CMOS global shutter depth and imaging.
The AF0130 iToF image sensor offers a
depth-processing ASIC stacked below its
pixel area, processing ASIC depth, con-
fidence, and intensity maps at high speeds
from its laser-modulated exposures. The
AF0131 is geared toward designs with off-
chip depth calculation.

The AF0130 Hyperlux sensor can capture an
entire scene and simultaneously process
depth measurement in real-time, address-
ing the limitations of standard iToF sensors
and enabling depth sensing up to 30 meters
or four times further than standard iToF sen-
sors. Additionally, the AF013x sensor family
can produce monochrome (black and
white) images and depth information simul-
taneously, providing a comprehensive view
of the environment without requiring sep-
arate sensors for visual and depth data.
Mouser also stocks the onsemi AF0130CSS
M30SMKAH3-GEVK and AGBENECS-GEVK
evaluation boards supporting development
of applications based on the AF013x sen-
sors. To learn more, visit www.mouser.com/
new/onsemi/onsemi-af013x-itof-sensors/.

Mouser Electronics

New at Mouser: Omron Industrial Automation E3AS-HF Laser
Sensors for Industrial Automation and Manufacturing

Mouser Electronics, Inc., the authorized
global distributor with the newest elec-
tronic components and industrial automa-
tion products, is now shipping the new
E3AS-HF Time of Flight (ToF) laser sensors
from Omron Industrial Automation. The
E3AS-HF ToF photoelectric sensors
achieve stable, continuous-level detection
of difficult-to-sense targets for industrial
automation, manufacturing and harsh en-
vironment applications.
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The Omron Industrial Automation E3AS-HF
ToF laser sensors, available from Mouser, are
equipped with a patent-pending, high-sen-
sitivity photodiode and can reliably detect
targets with low light reflectivity from 0.05
to 6 meters with a unique wide-angle view
of +85°. This low-light ability makes the sen-
sors suitable for the detection of dark tar-
gets on a dark background, or curved and
shiny surfaces, utilizing a unique sensing al-
gorithm that provides superior detection of

targets at harsh angles, allowing for greater
flexibility in machine design or retrofitting
a sensor into existing setups.

The E3AS-HF series is also ideal for continu-
ous level detection applications, such as
determining stack height, overflow, or run-
out detection of opaque liquids or goods,
at long ranges. With a 6m sensing range,
this sensor can also be mounted away from
moving robots, workers, or other danger-
ous equipment that often damages sen-
sors and contributes to unexpected
downtime, ensuring reliable operation re-
gardless of color, shape, or material. With
an easy-to-read display, bright visible indi-
cators, 10-link compatibility, and a setup
menu with five different language options,
users can reduce costly configuration and
setup time while maintaining stable detec-
tion of their most difficult-to-sense objects.

- To learn more, visit www.mouser.com/
new/ omron-electronics/omron-ia-e3as-
hf-tof-laser-sensors

« For more Mouser news visit:
www.mouser.com/newsroom

Mouser Electronics
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Melexis MLX90614 Distance-to-Spot Studio Simplifies
Far-Infrared Temperature Sensor Selection

Selecting the correct non-contact far-in-
frared (FIR) temperature sensor can be
challenging due to performance and ap-
plication factors, including the target ob-
ject’s size and distance. Experimental trial
and error can be complicated and time-
consuming, potentially wasting devel-
opment resources. To address this, Melexis
has launched an online tool to support its
MLX90614 product range.

The Challenge

For any given application, engineers look-
ing to deploy FIR sensors need to consider
a wide range of parameters, including the
sensor’s field of view (FOV). The primary
difficulty with using FOV alone is that it's a
simplification that can lead to errors in the
sensor selection, often failing to deliver
the required precision.

The Solution

Melexis has developed an intuitive online

studio to streamline the selection of its ex-

tensive portfolio of MLX90614 FIR sensors,

ensuring engineers can quickly find the

right device for their application.

Engineers using the tool simply need to

enter the following application information:

« The diameter of the measured object

« The distance to the measured object

+ The expected temperature range of the
measured object

« The maximum expected temperature
difference between the object and its
background

« The maximum acceptable temperature
deviation due to the distance to spot ratio

From here, the selection can be further

narrowed by setting the ideal supply volt-

age and whether medical accuracy is re-

NEWS IN BRIEF

quired. The tool then suggests sensor(s),
considering each device’s parameters.
The new online tool is completely free to
use and encompasses support for Melexis’
comprehensive FIR product lineup. This in-
cludes a wide selection of advanced
MLX90614 sensors capable of measuring
object temperature from -70°C to 380°C,
and a variant that features accuracy suited
for medical applications.

Melexis

KYOCERA AVX releases the new DSCC 25007 Mini BME Stacks Capacitors

KYOCERA AVYX, a leading global manufac-
turer of advanced electronic components
engineered to accelerate technological
innovation and build a better future, re-
leased the new DSCC 25007 Mini BME
Stacks - miniature, high-CV stacked X7R
capacitors equipped with base metal
electrodes (BME) and subjected to 100%
Group A testing.

Designed to satisfy the growing need for
compact and lightweight high-CV SMT ca-
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pacitors in high-reliability military, aero-
space, and space applications subjected to
extreme operating conditions and harsh en-
vironments, the new fully-tested and -trace-
able DSCC 25007 Mini BME Stacks are based
onits proven MIL-PRF-32535 X7R capacitors
but completely unique to market.

The innovative series currently features
two horizontally stacked X7R multilayer
ceramic chip capacitors (MLCCs) in an EIA
2220 package that conserves board space,

exhibits high-CV performance, and allows
design engineers to downsize from cur-
rently available components. It also ex-
hibits low ESR, low impedance, high
current handling capabilities, and higher
shock and vibration resistance than larger,
heavier stacked capacitors. Additional fea-
tures include a variety of lead frame op-
tions: standard two-foot J and L styles and
paddle, or single bar foot, J and L styles op-
timized for improved vibration resistance
- all equipped with tin/lead plating.

The initial release of the DSCC 25007 Mini
BME Stacks is rated for operating tempera-
tures extending from -55°C to +125°C and
available with three voltage ratings (25, 50,
and 100V) and nine capacitance values ex-
tending from 8.2-47uF £20% tolerance.
Ideal applications for the series extend
throughout the military, aerospace, and
space industries and include satellites and
satellite launchers, military missiles and
aircraft, and input/output filtering circuits
in power supplies.

KYOCERA AVX
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